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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

UK
CA




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Motherboard Layout
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Back Side View
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No. Description

1 8 pin 12V Power Connector (ATX12V1)

2 CPU Fan Connector (CPU_FANI)

3 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
4 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1l, DDR4_B1)

5 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
6  Chassis Intrusion Header (CI1)

7  ATX Power Connector (ATXPWRI1)

8 SATA3 Connector (SATA3_3)

9 SATA3 Connector (SATA3_2)

—_

0 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)
1 System Panel Header (PANEL1)
12 USB 2.0 Header (USB_3_4)

13 SATA3 Connector (SATA3_1)

—_




Front Panel
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No. Description No. Description

1 Headphone/Headset Jack (AUDIO1) 3 USB 3.2 Genl Type-A Ports
2 USB 3.2 Genl Type-C Port (USB3_3_4)
(F_USB31_TC_1) 4 USB 2.0 Ports (USB_5_6)



B760-ITX

Rear Panel
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1 LANRJ-45 Port* 6  USB 3.2 Genl Type-A Ports
2 Line In (Light Blue) (USB3_1_2)
3 Front Speaker (Lime) 7  D-Sub Port
4 Microphone (Pink) 8  DisplayPort 1.4
5 USB 2.0 Ports (USB12) 9 HDMI Port

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|
‘ ~ 1
LAN Port
Speed LED
Description Status Description

off No Link off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing B760-ITX motherboard. In this documentation, Chapter
1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step installation
guides.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

B760-1TX Motherboard (Deep mini-ITX Form Factor)
1 x I/O Panel Shield

2 x SATA Cables (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (M2*2) (Optional)

1 x Screw for WiFi Module (M2*2) (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

+ Deep mini-ITX Form Factor

« Supports 13" Gen & 12" Gen Intel® Core™ Processors
(LGA1700)

+ Supports Intel® Hybrid Technology

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

+ Supports Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)

+ Supports Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

. Intel B760

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology

+ 4x DDR4 DIMM Slots

+ Supports DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
un-buffered memory

* Supports DDR4 3200 natively.

+ Max. capacity of system memory: 128GB

+ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15p Gold Contact in DIMM Slots

+ 1xPCle Gen4x16 Slot*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

+ Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

- Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)

+ Three graphics output options: D-Sub, DisplayPort 1.4 and
HDMI

+ Supports Triple Monitor

+ Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz



Audio

LAN

Front
Panel I/0

Rear Panel
1/0

Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

Realtek ALC897 Audio Codec
Supports Surge Protection

1 x Headphone/Headset Jack
5.1 CH HD Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Headphone/Headset Jack

2 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

1 x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (Full Spike Pro-

tection))

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (Full Spike
Protection))

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
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Storage

RAID

Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

3 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280
SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen4x4 (64 Gb/s) modes*

1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280
PClIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*

* Supports Intel® Optane™ Technology

** Supports Intel® Volume Management Device (VMD)
* Supports NVMe SSD as boot disks

Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA

storage devices

1 x Chassis Intrusion Header
1 x CPU Fan Connector

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A
(12W) fan power.

1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)

* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of

maximum 2A (24W) fan power.

1 x 24 pin ATX Power Connector

1 x 8 pin 12V Power Connector

1 x Front Panel Header

1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD

Protection)

AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

ACPI 6.0 Compliant wake up events

SMBIOS 2.7 Support

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN
AUX, +1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH,, +1.05V PCH
Voltage Multi-adjustment

Fan Tachometer: CPU, Chassis/Water Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature):
CPU, Chassis/Water Pump Fans

Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis/Water Pump Fans
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» CASE OPEN detection
+ Voltage monitoring: CPU Vcore, +1.05V_PCH, +12V, +5V,
+3.3V, CPU Vcore

0os + Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.



Chapter 2 Installation

This is a Deep mini-ITX form factor motherboard. Before you install the

motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the

motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

B760-ITX

11
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.




B760-1TX
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

14



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

B760-ITX
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Recommended Memory Configuration

1 DIMM

A1 A2 B1 B2
\%

2 DIMMs
A1l A2 B1 B2
\% \Y%

4 DIMMs
A1l A2 B1 B2
\% \Y% \% \Y%

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

: The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
orientation.

16
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2.4 Expansion Slot (PCle Slot)

There are 1 PCle slot on the motherboard.

switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

PCle slot:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCle x16 lane width graphics cards.



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

B760-1TX

Short Open
Clear CMOS Jumper @ Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 10) 2-pin Jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

19



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No.11)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.
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Serial ATA3 Connector These three SATA3
(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3 3 connector supports SATA
see p.1, No. 13) I 1| [C il [C 1]l data cables for internal
(SATA3_2: storage devices with up to
see p.1, No. 9) 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_2:

see p.1, No. 8)

USB 2.0 Header use_PuR There is one header on

(9-pin USB_3_4)
(see p.1,No. 12)

this motherboard. This
USB 2.0 header can

support two ports.

p-
USB_PWR
Chassis/Water Pump Fan FAN_SPEED_CONTROL 4 This motherboard
Connector CHA_FAN_SPEED 3 provides three 4-Pin water
FAN_VOLTAGE 2

(4-pin CHA_FAN1/WP) GND 1 cooling chassis fan

(see p.1, No. 3) connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connectors FAN_SPEED._CONTROL ,  This motherboard

(4-pin CPU_FANTI) FAN—S"]E;'? i provides a 4-Pin CPU fan

+

(see p.1, No. 2) GND 1 (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector 1 12 This motherboard pro-

(24-pin ATXPWRI) vides a 24-pin ATX power

(| o
(see p.1, No.7) 3 = - connector. To use a 20-pin

ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

21
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ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 1)

OO
QLo

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connectors. To use
a4-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.
*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

Chassis Intrusion Header
(2-pin CI1)
(see p.1, No. 6)

GND E 1
Signal E

This motherboard
supports CASE OPEN
detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.




2.7 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC

power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

B760-1TX
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel* CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.



2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and

versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1, Key M from CPU) supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen4x4 (64
Gb/s) modes. The Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M from PCH) supports type 2280 PCle

Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

@) ~-——

Step 3

Tighten the screw with a
screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as
this might damage the module.

B760-ITX
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PClIe3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS0ONS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G
SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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Vendor Interface P/N

TEAM PCIe3x4 TM8FP2240G0CI101
TEAM PCle3 x4  TM8FP2480GCl110
Transcend  SATA3 TS256GMTS400
Transcend  SATA3 TS512GMTS600
Transcend  SATA3 TS512GMTS800

V-Color SATA3 VLM100-120G-2280B-RD
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280RGB
V-Color SATA3 VSM100-240G-2280
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280B-RD

WD SATA3 WDS100T1B0B-00AS40

WD SATA3 WDS§240G1G0B-00RC30

WD PCle3x4 WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WD PCle3x4 WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details.

27
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

ADATA
ADATA
Apacer
Intel

Intel
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
Kingston
PATRIOT
PLEXTOR
PLEXTOR
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TOSHIBA
TOSHIBA
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle

ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000) (NVMe)
ADATA ASX8000NPC-512GM-C (XPG ASX8000) (NVMe)
Apacer 2280 AP240GZ280-240G (NVMe)

Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1IW032GA)(NVMe)
Intel Optane Memory 16GB (MEMPEKIW016GA)(NVMe)
INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (NVMe)

INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7-256GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB (NVMe)

Kingston SHPM2280P2/240G

PATRIOT Hellfire M2 (240G) (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8PeG (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8SeGN (NVMe)

Samsung XP941-512G (MZHPU512HCGL)

Samsung 950Pro-512G (N'VMe)

Samsung 950Pro-256G (NVMe)

Samsung MZ-VLW1280 (PM961) (NVMe)

Samsung MZ-VPW1280 (SM961) (NVMe)

TOSHIBA XG3-128G (NVMe)

TOSHIBA OCZ RD400-256G (NVMe)

WD WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

WD WDS256G1X0C-00ENX0 (NVMe)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details.
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein B760-ITX Motherboard entschieden haben. In dieser
Dokumentation enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-
Schritt-Installationsanleitungen.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,

kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden.

1.1 Lieferumfang

B760-1TX-Motherboard (Tiefer Mini-ITX-Formfaktor)
1 x E/A-Blendenabschirmung

2 x SATA-Kabel (optional)

2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)

1 x Schraube fir WLAN-Modul (M2x2) (optional)

29
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Arbeits-
speicher

Erweiterungs-
steckplatz

Grafikkarte

Tiefer Mini-ITX-Formfaktor

™ ten ten

Unterstiitzt Intel® Core " -Prozessoren der 13" & 12" Generation
(LGA1700)

Unterstiitzt Intel” Hybrid-Technologie

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Unterstiitzt Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)

Unterstiitzt Intel” Adaptive Boost Technology (ABT)

Intel® B760

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-3200/2933/2800/2666/2400/2133-
Non-ECC-Speicher

* Unterstiitzt nativ DDR4 3200.

Systemspeicher, max. Kapazitit: 128GB
Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze

1 x PClIe-Gen4x16-Steckplatze*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

.

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)

Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)

Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, DisplayPort 1.4 und
HDMI

Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS-kompatiblen mit maximaler
Auflosung bis 4K x 2K (4096x2160) bei 60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200 bei
60 Hz
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Audio

LAN

Frontblende,
E/A

Riickblende,
E/A

Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) maximaler

Auflosung bis 8K (7680x4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200) bei

120 Hz

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4-Ports

Realtek-ALC897-Audiocodec
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
1 x Kopthérer-/Headset-Anschluss
5.1-Kanal-HD-Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Kopthérer-/Headset- Anschluss

2 x USB 3.2-Gen1 Type-A-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung (Full Spike Protection))

1 x USB 3.2-Genl Type-C-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung (Full Spike Protection))

2 x USB 2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung (Full Spike Protection))

1 x D-Sub-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 3.2-Gen1 Type-A-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung (Full Spike Protection))

2 x USB 2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung (Full Spike Protection))

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon
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Speicher + 3 x SATA-III-6,0-Gb/s- Anschliisse
+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2280-SATA-
111-6,0-Gb/s- und PCle-Gen4x4- (64 Gb/s) Modi*
+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-2280-PCle-
Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*
* Unterstiitzt Intel® Optane™-Technologie
** Unterstiitzt Intel” Volume Management Device (VMD)
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

RAID + Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-
Speichergerite
Anschluss + 1 x Gehéuseeingriff-Stiftleiste

« 1x CPU-Liifteranschluss
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss Gehduse/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24W).
+ 1x 24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
«+ 1x Frontblendenstiftleiste
« 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
Funktion grafischer Benutzerschnittstellen
+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
+ SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
« CPU-Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, +1,8 V PROC, +0,82 V PCH, +1,05 V PCH /
Mehrfachspannungsanpassung

Hardware- « Liftertachometer: CPU-, Gehéduse-/Wasserpumpen-Liifter
iiberwachung - Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehduseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur):
CPU-, Gehéuse-/Wasserpumpen-Liifter
+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehduse-/
Wasserpumpen-Liifter



Betriebs- .
system

Zertifizierun- -

gen

A

Gehéuse-offen-Erkennung
Spannungstiberwachung: CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die
Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
von Drittanbietern ziihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschidigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.

B760-ITX
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

o W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper m Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOS1) @ Offen: Standard

(siehe S. 1, Nr. 10) 2-poliger Jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Léschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS]1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe
kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen,

starten Sie das System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehiuseeingriffstatus an.



—_—

4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschédigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

Verbinden Sie Ein-/Austaste,
Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am Gehause

entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+ Beachten Sie vor Anschlieflen

der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung Ihres
Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber die
Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist
aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und
Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

B760-ITX
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Serial-ATA-III- SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3 Diese drei SATA-III-Anschliisse

Anschluss E 1 1 [ i unterstiitzen SATA-Datenkabel fiir
(SATA3_1: interne Speichergerite mit einer
siehe S. 1, Nr. 13) Dateniibertragungsgeschwindigke
(SATA3_2: it bis 6,0 Gb/s.

sieche S. 1, Nr. 9)

(SATA3_2:

siehe S. 1, Nr. 8)

USB 2.0-Stiftleiste USB_PWR Es gibt eine Stiftleiste an diesem
(9-polig, USB_3_4) Motherboard. Diese USB 2.0-
(siehe S. 1, Nr. 12) Stiftleiste unterstiitzt zwei Ports.

CHA_FAN_SPEED . . B
FAN VOLTAGE drei 4-polige Wasserkiihlung-

(4-polig, CHA_FAN1/WP) GND
(siehe S. 1, Nr. 3) Sie einen 3-poligen Gehduse-

Gehduse-/Wasserpumpen- ¢y speep_ CONTROL 4 Dieses Motherboard bietet
Liifteranschlusse % 2
1

Gehiuseliifteranschliisse. Falls

Wasserkiihlerliifter anschlieffen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschliisse FAN_SPEED_CONTROL 4 Dieses Motherboard bietet einen
FAN_SPEED 3
(4-polig, CPU_FAN1) +12v > 4-poligen CPU-Liifteranschluss
1

(siehe S. 1, Nr. 2) 6NB (lautloser Liifter). Falls Sie einen

3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss 1 12 Dieses Motherboard bietet einen
(24-polig, ATXPWRI1) HEEOHEEEREREH 24-poligen ATX-Netzanschluss.
(siehe S. 1, Nr. 7) 13 24 Bitte schliefen Sie es zur Nutzung

eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13

an.
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ATX-12-V-Netzanschluss 4 8 Dieses Motherboard bietet
(8-polig, ATX12V1) einen 8-poligen ATX-12-V-
(siehe S. 1, Nr. 1) Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie

oAt
ANNG

1 5 es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie sicher,
dass das Stromkabel der CPU
und nicht das der Grafikkarte
angeschlossen ist. Schlieflen Sie
das PCle-Stromkabel nicht an

diesen Anschluss an.

Gehéuseeingriff-Stiftleiste GND (o] Dieses Motherboard
(2-polig, CI1) Signal — O
(siehe S. 1, Nr. 6) offen-Erkennung, die erkennt,

unterstiitzt die Gehduse-

wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign

voraus.
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mere B760-ITX. Dans cette documentation, les Chapitres 1

et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mere et a son installation étape par étape.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis d modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

+ Carte mére B760-1TX (Facteur de forme Deep mini-ITX)
+ 1 x panneau de protection E/S

+ 2 x cables SATA (optionnel)

+ 2 xvis pour sockets M.2 (M2*2) (optionnel)

+ 1 xvis pour module Wi-Fi (M2*2) (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Puces

Mémoire

Fente
d’extension

Graphiques

+ Facteur de forme Deep mini-ITX

« Prend en charge les processeurs 13° et 12° génération Intel® Core™
(LGA1700)

+ Prend en charge Intel® Hybrid Technology

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

» Prend en charge Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)

+ Prend en charge Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

- Intel® B760

+ Technologie mémoire double canal DDR4

+ 4 x fentes DIMM DDR4

+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200/2933/2800/2666/2400/2133

* Prend en charge la DDR4 3200 de fagon native.

+ Capacité max. de la mémoire systeme : 128 Go

+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

+ 1x fente PCle Gen4x16*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)

« La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant
un controéleur graphique.

« Architecture graphique Intel® X* (Gen 12)

« Trois options de sortie graphique : D-Sub, DisplayPort 1.4 et HDMI

+ Prend en charge la configuration a triple moniteurs

+ Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible avec
résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz
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Audio

Réseau local

Connectique
E/S du
panneau
avant

Connectique
du panneau
arriére

40

Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqu’a 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz

Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4

Codec audio Realtek ALC897

Prend en charge la protection contre les surtensions
1 x sortie casque téléphonique/casque découte
Audio HD 5.1 CH

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

2 x ports USB 3.2 Gen1 Type-A (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection compléte contre les pics))

1 x ports USB 3.2 Gen1 Type-C (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection compléte contre les pics))

2 x port USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques
(Protection compléte contre les pics))

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x ports USB 3.2 Genl Type-A (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection compléte contre les pics))

2 x port USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques
(Protection compléte contre les pics))

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone



Stockage

RAID

Connecteur

Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

+ 3 xconnecteur SATA3 6,0 Go/s

+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280 SATA3 6,0 Go/s*

+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_2, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280*

* Prend en charge la technologie Intel* Optane™

** Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

+ Prend en charge RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

+ 1 xembase d’intrusion chéssis

+ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

+ 1x connecteur pour ventilateur de chéssis /pompe a eau (4 broches)

(contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur
de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).

+ 1 xconnecteur d’alimentation ATX 24 broches

+ 1 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches

« 1xPanneau avant

+ 1 xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

- BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

« Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

» Compatible SMBIOS 2.7

- Réglage de la tension CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_
IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH,
+1,05V PCH

+ Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU / chassis /
pompe a eau

« Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU / chéssis / pompe a eau

+ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU / chassis / pompe a eau

B760-1TX
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« Détection CHASSIS OUVERT
« Surveillance de la tension d’alimentation : CPU Vcore,
+1,05V PCH, +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Systeme + Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits
d’exploitation

Certifications - FCC,CE

A

+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications
du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation doutils doverclocking
développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait
a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages
éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

o W

Short Open
Cavalier Clear CMOS m Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) @ CMOS

(voir p.1, No. 10) Cavalier (jumper) & Ouvert : Par défaut

2 broches

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systéme telles que mot de passe, date,
heure et parametres de réglage du systeme. Pour effacer les parametres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
‘alimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise
ajour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systeme, puis [éteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces
embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau Branchez le bouton de mise

systeme en marche, le bouton de
(PANNEAUTI a 9 broches) réinitialisation et le témoin détat
(voir p.1, No.11) ! du systeme présents sur le chéssis
sur cette embase en respectant
HDLED-
HDLED+

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

Q PWRBTN (bouton dalimentation) :

RESET (bouton de réinitialisation) :

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau frontal
est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation, d'un témoin
LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur etc. Lorsque vous
reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.
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Connecteur Serial ATA3 Ces trois connecteurs SATA3
(SATA3_1: SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3 prennent en charge les cables

voir p.1, No. 13) —1 —1 [—] de données SATA pour les
(SATA3_2: périphériques internes de

voir p.1, No. 9) stockage avec des taux de transfert
(SATA3_2: de données allant jusqu'a 6,0 Go/s.

voir p.1, No. 8)

Embase USB 2.0 USB_PWR Cette carte meére comprend un
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 12)

connecteur. Cette embase
USB 2.0 peut prendre en charge

deux ports.

P-
USB_PWR

Connecteurs du Cette carte meére est dotée de trois

FAN_SPEED_CONTROL 4
ventilateur de chassis/ CHF’;{:/N(SLSTP;;DE 2 connecteurs pour ventilateur de
pompe a eau GND 1 chéssis a refroidissement par eau
(CHA_FAN1/WPa a 4 broches. Si vous envisagez
4 broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 3) refroidisseur d'eau pour chassis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.
Connecteurs du FAN_SPEED_CONTROL 4 Cette carte meére est dotée d'un
ventilateur du processeur FAN_SLE ;5 i connecteur pour ventilateur de
(CPU_FANT1 a 4 broches) oNe k processeur (Quiet Fan) a
(voir p.1, No. 2) 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.
Connecteur dalimentation 1 12 Cette carte meére est dotée d'un
ATX EEEEEE S connecteur d’alimentation ATX a
(ATXPWRI a 24 broches) 13 24 24 broches. Pour utiliser une
(voir p.1, No. 7) alimentation ATX a 20 broches,

veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.

45



46

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

oAt
ANNG

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
12 V a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a

4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez vérifier
que le cordon d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cordon d'alimentation PCle sur

ce connecteur.

Embase d’intrusion chassis
(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 6)

GND
Signal

1

Cette carte mere prend en charge
la fonction de détection CHASSIS
OUVERT qui alerte l'utilisateur
en cas de retrait du boitier du
chéssis. Cette fonction requiert un
chéssis a conception intégrant la

détection d’intrusion.
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1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la scheda madre B760-ITX. In questo manuale, i capitoli 1 e 2

contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione passo passo.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto

di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione
+ Scheda madre B760-ITX (Fattore di forma Deep Mini ITX)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 2xcavidi SATA (opzionali)

« 2 xviti per M.2 Socket (M2 x 2) (opzionali)

+ 1 xvite per modulo WiFi (M2 x 2) (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

- Fattore di forma Deep Mini ITX

- Supporta processori 13" Gen e 12" Generation Intel” Core™
(LGA1700)

« Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Supporta Intel” Thermal Velocity Boost (TVB)

+ Supporta Intel” Adaptive Boost Technology (ABT)

- Intel® B760

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

+ 4xalloggi DIMM DDR4

+ Supporto di memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, un-buffered

* Supporta DDR4 3200 in modo nativo.

+ Capacita max. della memoria di sistema: 128GB

+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

+ Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

« 1alloggi PCle Gen4x16*
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
+ 1x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

+ Lavideografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

« Architettura grafica Intel® X* (Gen 12)

« Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DisplayPort 1.4 e HDMI

« Supporto di tre monitor

+ Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz

« Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz
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Audio

LAN

Pannello I/0
frontale

1/0 pannello
posteriore

Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 120 Hz
Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4

Codec audio Realtek ALC897
Supporta protezione da sovratensione
1 x connettore cufhie/auricolare
Audio HD 5.1 CH

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x connettore cuffie/auricolare

2 x Porte USB 3.2 Genl di Type-A (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))

1 x Porte USB 3.2 Genl di Type-C (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))
2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche
(ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))

1 x porta D-Sub

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Porte USB 3.2 Genl di Type-A (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))
2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche
(ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono
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Archiviazione - 3 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s
+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1, key M), supporta le modalita di tipo
2280 SATA3 6,0 Gb/s e PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_2, key M), supporta la modalita di tipo
2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)*
* Supporta la tecnologia Intel” Optane™
** Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel® (VMD)
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

RAID « Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 per dispositivi di

archiviazione SATA

Connettore + 1x connettore intrusione telaio
+ 1x connettore ventola CPU
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di1l A (12 W).
1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).
+ 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin
+ 1x connettore alimentazione 12 V 8-pin
+ 1x connettore pannello frontale
+ 1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto

protezione da scariche elettrostatiche)

Funzionalita - AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
BIOS - Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
« Supporto di SMBIOS 2.7
« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05 V PROGC, +1,8 V PROGC, + 0,82 V PCH, Regolazione multipla
della tensione +1,05 V PCH

Hardware + Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, pompa dell'acqua
Monitor « Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, pompa dellacqua
« Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, pompa dell'acqua



SO

Certificazioni -

A

B760-ITX

Rilevamento CASE OPEN
Monitoraggio tensione: CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione
delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di
strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o

perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio

e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

o W

Short Open

Jumper per azzerare la m Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS CMOS

(CLRCMOS1) Aperto: Predefinito

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 10)

CLRCMOS]I consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOS]I per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, &

necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione
di azzeramento della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato"” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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4 Header e connettori su scheda

B760-ITX

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper

su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori

provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

Collegare il tasto d'alimentazione,
il tasto di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin definita di

HDLED-
HDLED+

seguito. Annotare i pin positivi e
negativi prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto d'alimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimentazione
& possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino per
riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato
di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando
& spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso quando il
disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello frontale
consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione, LED attivita
del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello frontale del telaio a
questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.
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Connettore Serial ATA3

Questi tre connettori SATA3

(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 supportano i cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 13) E Tl Tl ]  per dispositivi di archiviazione
(SATA3_2: interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 9) trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_2:

vedere pag. 1, n. 8)

Connettore USB 2.0 USB_PWR Su questa scheda madre cé un

(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

P-
USB_PWR

connettore. Questo connettore
USB 2.0 puo supportare due

porte.

Connettori ventola chassis / FAN_SPEED_CONTROL

pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

4

CHA_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2
GND 1

Questa scheda madre ¢ dotata di
tre connettori ventola a 4 pin per
il raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento
ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.

Connettori della ventola

Questa scheda madre ¢ dotata

FAN_SPEED_CONTROL 4
della CPU FAN’S;E ;[,) Z di un connettore per la ventola
(CPU_FANT1 a 4 pin) GND ' della CPU (Ventola silenziosa)
(vedere pag. 1, n. 2) a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore di 1 12 Questa scheda madre ¢ dotata di
alimentazione ATX HEEOHEEEEREH un connettore di alimentazione
(ATXPWRI a 24 pin) 13 — 24 ATX a 24 pin. Per utilizzare

(vedere pag. 1, n. 7)

un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il

pin 13.
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Connettore di 4
alimentazione ATX da

12V

(ATX12V1 a 8 pin)

oo
Qo

(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12V a 8 pin. Per
utilizzare un'alimentazione ATX a
4 pin, collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.

Header di intrusione nello GND o]
chassis Signal O]

(CI1 a 2 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre supporta la
funzionalita di rilevamento CASE
OPEN che rileva se il coperchio
dello chassis ¢ stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con caratteristiche di
rilevamento di intrusione nello

chassis.
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base B760-ITX. En esta documentacion, los capitulos 1y 2

contienen la introduccién de la placa base y las guias de instalacion paso a paso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete

+ Placa base B760-ITX (Factor de forma Deep mini-ITX)
+ 1 xescudo panel E/S

+ 2x cables de SATA (Opcional)

+ 2 x tornillos para sockets M.2 (M2*2) (opcional)

+ 1x Tornillo para médulo WiFi (M2*2) (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Tarjeta
grafica

+ Factor de forma Deep mini-ITX

- Compatible con la 13"y 12 generacién de procesadores Intel®
Core™ (LGA1700)

- Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

+ Admite tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Admite tecnologia Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)

+ Admite tecnologia Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

- Intel® B760

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

» 4xranuras DIMM DDR4

+ Admite memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 no ECC,
sin bufer

* Admite DDR4 3200 de forma nativa.

+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 128GB

« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

+ 1 ranura PCle Gen4x16*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
+ 1xM.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/BT
tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

- Intel®° UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles tinicamente con procesadores con GPU integrado.

+ Arquitectura de graficos Intel® X (Generaci6n 12)

« Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DisplayPort 1.4 y HDMI

» Compatible con tres monitores

» Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz

« Admite D-Sub con una resolucion maxima de 1920x1200 a 60 Hz
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Audio

LAN

E/Senel
panel frontal

E/S en panel
posterior

Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resoluciéon maxima
hasta 8K (7680x4320) a 60 Hz o 5K (5120x3200) a 120 Hz

Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4

Cddec de audio Realtek ALC897

Admite proteccion contra sobretensiones

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono
5.1 Audio CH HD

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

2 Puertos USB 3.2 Genl de tipo A (compatible con proteccién
contra electricidad estatica (proteccién Full Spike))

1 puertos USB 3.2 Genl de tipo C (compatible con proteccién
contra electricidad estatica (proteccién Full Spike))

2 x puertos USB 2.0 (compatible con proteccion contra electricidad
estatica (proteccion Full Spike))

1 x Puerto D-Sub

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 Puertos USB 3.2 Genl de tipo A (compatible con proteccion
contra electricidad estatica (proteccion Full Spike))

2 x puertos USB 2.0 (compatible con proteccion contra electricidad
estatica (proteccion Full Spike))

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono



Almacena-
miento

RAID

Conector

Funcion dela
BIOS

+ 3 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s
+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_1, Clave M), compatible con los modos
de tipo 2280 SATA3 6,0 Gb/s y PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*
+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_2, Clave M), compatible con el modo de
tipo 2280 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*
* Compatible con la Tecnologia Optane™ de Intel®
** Admite el Dispositivo de Administracion de Volumen (VMD, segin
sus siglas en ingles) de Intel®

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

+ Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5y RAID 10 para dispositivos de

almacenamiento SATA

+ 1x Base de conexiones para manipulacion del chasis

+ 1x Conector para ventilador de CPU
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/

chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24W).

+ 1x conector de alimentacion ATX de 24 contactos

+ 1x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos

+ 1x Base de conexiones en el panel frontal

+ 1x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0)

(admite proteccion contra descargas electrostaticas)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

« Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7

« Varios ajustes de voltaje de nucleo y caché de CPU, GT de CPU,
DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC,
+0,82V PCH, +1,05V PCH

B760-1TX
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Monitor de
hardware

SO

Certificaciones

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis/
CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis/CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis/CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: Vcore de CPU, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+33V

Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits

FCCy CE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion

preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas

de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

incluso, daniar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo su

propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los

posibles darios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalaciéon muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Sino coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS
CMOS Abierto: Predeterminado
(CLRCMOSI)

(consulte la pég. 1, n° 10) Puente de 2 contactos

CLRCMOS]1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasea, la fecha y la

hora del sistema y los pardmetros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOSI durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, deberd apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.

Si borra el CMOS, podra detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y bases de conexiones incorporados

Las bases de conexiones y los conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente
sobre estas bases de conexiones y conectores. Si coloca tapas de puente sobre las bases de conexiones y
los conectores dafiard de forma permanente la placa base.

Base de conexiones del Conecte el boton de alimentacidn,
panel del sistema
(PANELI de 9 contactos)

(consulte la pag. 1, N.° 11)

el boton de restablecimiento y el

indicador de estado del sistema

1 .
que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segtin las

HDLED-
HDLED+

asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la que
su sistema se apagard mediante el botén de ali ion.

Q PWRBTN (botén de alimentacion):

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restablecimiento
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacion del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se
encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador LED de
alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su modulo
del panel frontal del chasis a esta base de conexiones, asegiirese de que las asignaciones de los cables y
los contactos coinciden correctamente.



B760-1TX

Conector Serie ATA3 ~ SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 Estos tres conectores SATA3

(SATA3_1: [ [ Tl 1] son compatibles con cables de
consulte la pag. 1, n° 13) datos SATA para dispositivos de
(SATA3_2: almacenamiento interno con una
consulte la pag. 1, n° 9) velocidad de transferencia de
(SATA3_2: datos de hasta 6,0 Gb/s.

consulte la pag. 1, n° 8)

Base de conexiones

USB 2.0

(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 12)

USB_PWR
P-

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

puertos.

P-
USB_PWR

Conectores del ventilador ~ FAN_sPEED_CONTROL 4 Esta placa base proporciona tres
CHA_FAN_SPEED 3 .
de la bomba de agua/chasis FAN_VOLTAGE 2 conectores para el ventilador del
(CHA_FAN1/WP de NP ' chasis para refrigeracion por agua
4 contactos) de 4 contactos. Si tiene pensando
(consulte la pég. 1, n° 3) conectar un ventilador de
pag
refrigerador por agua de chasis de
3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.
Conectores del ventilador ~ FAN_SPEED_CONTROL 4 Esta placa base contiene un
FAN_SPEED 3
dela CPU +12V 2 conector de ventilador (ventilador
GND 1
(CPU_FANI1 de silencioso) de CPU de 4 contactos.
4 contactos) Si tiene pensando conectar un
(consulte la pag. 1, n° 2) ventilador de CPU de 3 contactos,
pag
conéctelo al contacto 1-3.
Conector de alimentacion 1 12 Esta placa base contiene un
ATX B e EElE e conector de alimentacién ATX
I
(ATXPWRI de 13 24 de 24 contactos. Para utilizar
24 contactos) una toma de alimentacion ATX
(consulte la pég. 1, n° 7) de 20 contactos, conéctela en los
pag

contactos del 1 al 13.

63



Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pdg. 1, n° 1)

o0
OO

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX de
12 V'y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

*Advertencia: Asegurese de

que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a este
CPU Yy no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion

PCle a este conector.

Cabezal de intrusion de
chasis

(CI1 de 2 contactos)
(consulte la pdg. 1, n° 6)

Esta placa base es compatible

con la funcion de deteccion de
CUBIERTA ABIERTA que detecta
si se ha retirado la cubierta del
chasis. Esta funcién requiere un
chasis disefiado para la deteccién
de intrusion del chasis.



B760-ITX

1 BBepeHue

Brrarogapym Bac 3a mpuo6peTrenne cucteMHoit wiatsl B760-1TX. Pasgensr 1 n 2
HACTOAILETO JOKYMEHTa COflepKaT o0611[ye CBEIeHNs O CYCTEMHOII II/IaTe ¥ MOIIaroBbie
MHCTPYKIUN IO YCTaHOBKE.

BIOS codepicumoe Hacmosugeii 00KyMeHMAUUU MOdNem Obimb usmeHeHo 6e3 npedsapumenvHozo

Q o npuuure 06HOBNEHUS XAPAKMEPUCUK CUCNEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20 00ecnedeHUs
YBE0OMTIEHUSL.

1.1 KomnnekT nocTtaBku

+ MarepnHckas mata B760-1TX (Popm-paxrop Deep mini-ITX)
+ 1 5KpaH maHe/y C IOPTaMyl BBOJia-BBIBOJA

« 2x Ka6enu SATA (omuus)

2 BUHT Ay pasbema M.2 (M2*2) (mprnobpeTaeTrcs OT/e/NbHO)

« 1 BunT A mopymst WiFi (M2*2) (mprobpeTtaeTcst OTHeNbHO)
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1.2 TexHnueckue XapaKTepuncTnkn
Mnardpopma + ®opm-dakrop Deep mini-ITX

un « Tloppepsxa mpomeccopos 13 u 12" nokonenus Intel” Core™
(LGA1700)
« Tlonmepxxka texuonorunu Intel® Hybrid
« Iloppepxusaercs texHosorus Intel® Turbo Boost Max 3.0
+ Tlonpmepxka Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)
« Tlonmepxxka Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

Yuncer - Intel® B760

Mamartb - JIByxKaHanbHas namaTb DDR4
« 4 xrHe3ga DDR4 DIMM
« Tloppepxusarotcsa Mogynu HeGydepusoarnoi mamat DDR4
3200/2933/2800/2666/2400/2133 6e3 ECC.
* Iloppmepskka DDR4 3200 1o yMom9aHmIo.
+ MaxkcumanpHbii 06bem O3Y: 128 I'b
« Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« Ilosonouennsie (15 MKM) KOHTaKTHI ¢710T0B DIMM

Cnotbl « 1x PCle Gen4x16 ruesg*
pacwmpeHusa * IlopzepxuBaroTcs B KadecTBe 3arpy304HbIx SSD-auckn tnma NVMe
+ 1 cmor M.2 (ko4 E) ms mopyns WiFi/BT tuma 2230 n Intel® CNVi
(Bcrpoennsie WiFi/BT)

Fpaduueckaa - Bcrpoennsii Buseoagantep Intel® UHD Graphics u Boixopbl
nogcucrema VGA nopjep>XuBaroTcs TONbKO Ipu ucnonbsosanuu LI co
BCTPOEHHBIMY IPaduuecKUMI IPOLIECCOPAMI.
« Ipaduueckas apxurekrypa Intel® X° (12 noxonenue)
« Tpu Bupeossixona: D-Sub, DisplayPort 1.4 u HDMI
« Tlonpmep>kka pabOTBI C TPeMs MOHUTOPAMI
« TMoppepxxa HDMI 2.1 TMDS coBMeCTIM ¢ MaKCYMaIbHbIM
pasperernem o 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Iiy
+ TonpepxuBaercsa D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM paspelieHyeM [0
1920x1200 ripm 60 Iy



3BYK

NBC

MopTbi
BBOfa-
BblBOJa Ha
nepepHern
naHenun

ToinoBble
nopTbl
BBOJa-
BblBOAA

IToppepxxa DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxaTom opmare), ¢ Maxc.
paspeutennem no 8K (7680x4320), 60 It/ 5K (5120x3200), 120 Iy
Ioppep>xxa HDCP 2.3 ¢ pagbemamu, copMectumbiMu ¢ HDMI 2.1
TMDS, u DisplayPort 1.4

Aynnoxopex Realtek ALC897
3amura OT nepenajjoB HalpsKEHNS B 9JIEKTPUIECKOI CeTI
1 THEe30 O/ HayH_IHI/IKOB Nn FapHI/ITyphI

5.1-xananpHoe HD Audio

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel® 1219V

IMoppepxuBaeTcs mpobysxpeHme mo JIBC

MonHyesalmTa 1 3aI1UTa OT 9IeKTPOCTATUYECKUX PAa3PASIOB
IMoppepxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppepxusaerca PXE

1 THE3/I0 JIA HAYITHNKOB VTV TAPHUTYPhI

2 mopra USB 3.2 Genl tum A (¢ 3amuToit OT 371eKTPOCTATHYECKOTO
nanpspkenust (Full Spike Protection))

1 ITopr USB 3.2 Genl tnn C (¢ 3amuToii OT 9/71€KTPOCTATHYECKOTO
nanpspkenust (Full Spike Protection))

2 x mopt USB 2.0 (c 3aIuToit OT 9/IEKTPOCTATIIECKOTO

nanpspkenust (Full Spike Protection))

1 mopt D-Sub

1 x mopr HDMI

1 mopt DisplayPort 1.4

2 mopra USB 3.2 Genl Type-A (c 3ammToii OT 37IeKTPOCTaTIYECKOTro
Hanpspkenust (Full Spike Protection))

2 x mopr USB 2.0 (c 3a1mToii OT 37IeKTPOCTaTUIECKOTO
Hanpspkenust (Full Spike Protection))

1 x moprt JIBC RJ-45 ¢ nuauxaropamu (AxTuBHOCTE/ CoeyiHeHe 1
CkopocTb)

Pasbembl HD Audio: munesinbiit Bxop / dpponranpubie AC /

MUKPOQOH

B760-1TX
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3anomMmuHalo-

wue
yCcTpoWcTBa

RAID

Pasbembl

MapameTpbl
BIOS

+ 3 mopra SATA3 6,0 T6ut/c
« Tuespgo Hyper M.2 (M2_1, xmou M) ¢ moazmepsxkoit pesxxnma 2280
SATA3 6,0 T'6ut/c u PCle Gen4x4 (64 I'6ur/c) x 1 mr.*
« Tuespmo Hyper M.2 (M2_2, xmod M) ¢ oamep>xKoit pesxumos 2280
PCle Gen4x4 (64 I'6ut/c) x 1 mwr.*
* TTopmeprkka TexHomorunu Intel® OptaneTM

** TTopneprkka texuonorun Intel® Volume Management Device (VMD)

* Tlopiep>KMBalOTCA B KadeCTBe 3arpy3ouHbIX SSD-amckn tima NVMe

« Ilompepxxusaerca RAID 0, RAID 1, RAID 5 u RAID 10 pgna

3aIIOMMHAIONINX yCTporicTB SATA

1 X KonopKa Il JaT4YMKa BCKPBITIA KOpIyca

« Pasvem g Bentunaropa LIT - 1 .
* PasgbeM IPOL[eCCOPHOIO BEHTU/LATOPA IIOALEP)KUBAET BEHTU/IATOP C
norpe6siembM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).

1 pasbeM I KOPIYCHOTO BEHTU/IATOPA U/IH BOJAHOI TIOMIIBI

(4-KOHTaKTHBIIT) (CMapT-peryIATOp CKOPOCTU BEHTU/LATOPA)

* PazbeM 11 KOpITyca KOPITYCHOTO BEHTH/IATOPA /TN BOAHON HOMITbI
[Ofi/IeP)KUBAET BEHTIISATOP C OTPeb/IsieMbIM TOKOM He Goree 2 A
(24 Br).

« 1 pasbem nutanua ATX, 24-KOHTaKTHbII

« 1 pasbem nutanuA 12 B, 8-KOHTaKTHbII

1 KojI0fKa J/Is1 IOPTOB Ha IepefHeli ITaHeIn

« 1 xonopxa USB 2.0 (2 mopta USB 2.0 ¢ 3amuroit ot

SJIEKTPOCTATUIECKUX pasps{nox;)

« AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopiep>xkoit MHOTOS3bIYHOTO
rpaduueckoro nHTepdeiica

« Iloppepxka GyHKImMIi npo6y>1<;[e1{m1 no cranziapty ACPI 6.0

- Ilopnepxxka SMBIOS 2.7

+ CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
KOHTpO/b HanpspkeHus: +1,05 B PROC, +1,8 B PROC, +0,82 B
PCH, +1,05 B PCH



KoHTponb
o6opypoBa-
HMNA

OnepauuvioH-
Hble
CNCcTemMbl

Ceptnduka-
uus

Taxometp: BenTunaTop LIT; KopImycHO! BEHTUIATOP MM HOMITa
BOJIAHOTO OX/Ta)K/IEHNA KOPITyca

Becirymnas pa6oTa (¢ aBTOMaTI4eCKOI PEryInpoBKOi CKOPOCTI
BpallleH) s B 3aBUCUMOCTH OT TeMiepaTypsl LIIT): BeHTHATOp
LITT; KoprrycHOIT BEHTUIATOP WM TIOMIIA BOIAHOTO OX/TayK/I€HVA
Kopmyca

Perynuposka ckopocTtu Bpauenus: sentunArop LIT; koprycHoit
BEHTU/IATOP UV TIOMITA BOAAHOTO OX/IAXK/AEHNA KOPITyca
JlaTumK BCKPBHITUA KOpITyCca

Konrpons Hanpspxennit: Veore 111, +1,05 B PCH, +12 B, +5 B,
+3,3B

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigaas) / 11 (64-paspsigHast)

FCC, CE
CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heobxomyum 610K nuTaHms,

cooTBeTCTBYOmMII cTanfapry ErP/EuP)

mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonv306anue uHCMpymMeHmos paszoHa He3asucumblx

t Credyem yuumoleamo, 4mo paszoH npoueccopa, 6KaoHas usmenenue nacmpoek BIOS, npumenenue

npouseooumenetl, Conpsinen ¢ onpedesneHHbimM puckom. Paseon npovyeccopa moxem cHUsUMb

cmabunvbHocmb cucmembl U axce HPMBZCWIM K YlDB‘DZ]ICDEHM?O €e KOMNOHEHMO08 U ycmpoﬁcm&

Paseon npoueccopa ocyuiecmensaemcs noiv3oeamenem Ha cobcmeentvlil puck u 3a cobcmeentblil

cuem. Mbl He Hecem omaemcmeeHHOCMb 34 BOSMOM.’HbLIZyMCPﬁ, B8bI36AHHDILL Pﬂ320HGM npauecmpu,

B760-ITX
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm IIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

o W

Short Open

ITepempryka copoca m 3amkHyTa: COHpoC HacTpoeK

HacTpoek CMOS @ CMOS

(CLRCMOSI) Pasomknyra: ITo ymonuanuio
2-KOHTaKTHas

(em. cTp. 1, Ne 10) TTepemMbluKa

CLRCMOSI ncnonbayerca gus yfanenus fanapix CMOS. B mamaru CMOS copeprxarcs
TaKMe JaHHbIe O HACTPOJIKe CHCTEMBI, KaK CUCTEMHBbII ITapoib, JaTa, BpeMsA 1 TapaMeTphl
HACTPOJKY cucTeMbL. YTOOBI COPOCUTD 1 OOHYINTD TTApaMETPBI CUCTEMBI Ha HACTPOIIKI
TI0 YMOJ/TYaHNIO, BBIK/IIOUNTE KOMIILIOTEP U U3BJIEKMTE BUJIKY M3 PO3ETKH, a 3aTeM
KOJIITAYKOBOJ IepeMbIYKoil 3aMKHUTe KOHTakThl Ha CLRCMOSI Ha 3 cexyH/ibL.

ITocne copoca HacTpoek CMOS He 3a0y/ibTe CHATb KONIAYKOBYIO IIepeMbIuKy. [Tpn
Heob6xopumocTn copocuts HacTporiku CMOS cpasy nociie o6xosienust BIOS cuavarna

II€pe3arpysmuTe CUCTEMY, a 3aT€M BbIK/IIOUNTE KOMIIBIOTED MEpe] C6POCOM HaCTpO€K
CMOS.

C6poc nacmpoex CMOS mozcem npusecmu k onpedesieHuio 6ckpbimuio kopnyca. 4mo6ot
06HYIIUMD 3anUch npedbidyuezo onpedesienus 6CKPbIMUS KOPIYCA, UCNONb3YTime napamemp
Clear Status (O6nynumv cocmosnue) BIOS.



1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHOMN

njnare

A

Pacnonoscennvie Ha cucmemHoil naame konodku u pasvemvt HE sensiomes nepemviuxamu. HE
ycmanasnusaiime Ha smu Ko0OKU U PA3beMbL NEPEMbIUKU-KOTNAUKU. YCMAHOBKA Nepembiuex-
KOZNAYUKOB HA IMU KOZOOKU U PA3HEMbL MONEN BbI36aMTb HEYCMPAHUMOe NospeNdeHUe
CUCMEMHOU NIAMbL.

Konopaka cucreMHoimn

TIaHenm

(9-xonrakTHas, PANELI1)
(Cm. ctp. 1, Ne 11)

ITozkmi0uNTE PaCcTIONOKEHHBIE
Ha KOPITyce KHOMKY IMTaHNA,
KHOTIKY Tlepe3arpysKim u

VHVMKATOP COCTOAHMSA CYCTEMbI

K 9TON KOJ/IOAKE B COOTBETCTBUM

HDLED-
HDLED+

C Ha3HaYeHVEeM KOHTaKTOB,
npuBefeHHbIM HioKe. [Tepen
TIOJK/TIOUEHEM Kaberein
Olpeyie/ITe TIOIOXKNUTENBHBII I

OTpI/ILlaTeIII:HHﬁ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xknonka numanus):
Ilodkniouerie KHONKU NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTL Ha nepeodHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb cnoco6 BvIKIOHEHUS CUCHEMbL NPU HAKAMUU KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonxa c6poca):
Ilookniouerue kHonku copoca, pacnonoxeHHoll Ha nepedreil naxenu Kkopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobbL nepesanycmumo KOMnovlomep, eciu OH 3asUC U HOPMATLHBLLL nepe3anyck

HEB0O3MOMEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUA CUCHIEMbL):

ook ntoueHue UHOUKAMOPA COCMOSHUSL, PACNIONONEHHO20 HA nepedHeil NaHenu Kopnyca.
CeemoduodHbiii uHOUKamop 2opum, kozda cucmema paomaem. Kozoa cucmema Haxooumcs 6
pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozoa cucmema Haxo0umcs 6 pexume OMUOAHUL
S4 unu svikniouena (S5), ceemoouod e opum.

HDLED (c: 0u00HbIIl JHeecmKozo oucka):

P P

Tlooxniouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HECHKO20 OUCKA, PACHONIONEHHO20 HA
nepeoreti narenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020@ HeCIKUil OUCK 6bINONHAEM
cHumoleaHue uiu 3anuco baHwa.

Iepednss nanenv moxcem Gvimp pasHoti Ha pasHvix kopnycax. Ha nepedneii nanenu pacnonosxenot
KHONKA NUMAHUS, KHONKA NePe3anycKka, UHOUKAMOop NUMAanuUs, UHOUKAIMop pabomt jecnxozo
Oucka, OuHamux u m.o. [Ipu nodkno4eru nepedHeii naHenu K 3moii Konooke nookmo4aiime
1p0600a K COOMBEMCMEYIOUSUM KOHMAKIMAM.

B760-ITX
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Pasbem Serial ATA3 SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 Oru Tpu pasbemoB SATA3

(SATA3_1: [—— [——1] [——1 npennasHauensr ara

cm. cTp. 1, Ne 13) nopkmoueHns kabeneit SATA
(SATA3_2: BHYTPEHHNX 3aIIOMIHAIOIIIX

cm. cTp. 1, Ne 9) YCTPOJCTB /1A TIepefjady JaHHbIX
(SATA3_2: €O CKOpOCTBIO 710 6,0 T'6/c.

cm. cTp. 1, Ne 8)

Konopnxa USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHcKoit 11aTe MMeeTcsa
(9-xonTakTHas, USB_3_4)
(em. cTp. 1, Ne 12)

OJJHA KOJIOfIKA. DTa KOJIOfIKa
USB 2.0 MoxeT nopiep>KuBaTh

ABa IIopTa.

P-
USB_PWR

Pasbembl s IlaHHas cUCTeMHas TIaTa

FAN_SPEED_CONTROL 4
BEHTW/IATOPA VI TIOMITbI C*;’:i‘:/%f:;é‘é g OCHallleHa TpeMs 4-KOHTaKTHBIMIU
BOJAHOTO OXJIAXKICHUA GND 1 pasbeMaMu /i CUCTEMBI
KopIIyca BOJISTHOTO OXJIXK/JeHVAA KOPITyca.
(4-xonTtakTHBIT CHA_ 3-KOHTAKTHYIO CHCTeMY BOJIHOTO
FAN1/WP) OX/TaKIEHNSA KOPITyca CefyeT
(em. cTp. 1, Ne 3) MOJK/II0YATh K KOHTaKTaM 1-3.
Pazbembl BeHTHIATOPOB LITT  FAN_SPEED_CONTROL 4 Ora MaTepMHCKas IjIaTa
(4-xonrakra, CPU_FANI1) FAN{PE ;? ; cHab)keHa 4-KOHTAKTHBIM
(em. ctp. 1, Ne 2) GND ! PpasbeMOM IS MATOLIyMAILEro
BenTUnATOpa LI1. Ecnm BB
cobupaeTech MOKIIYNTD
3-KOHTaKTHbI} BEHTUIATOP
OXJIaKZIeHNA TTPOIleccopa,
TIO/[K/TIOYATITe €r0 K KOHTAKTaM
1-3.
Paspem muranusa ATX 1 12 Ora MaTepMHCKas IIaTa
(24-xoHTaKTa, OCHall[eHa 24-KOHTaKTHBIM
ATXPWRI1) 13 — 24 pasbpemoM mmTanns ATX. Yro6s
(em. cp. 1, Ne 7) MUCIOMb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN

pasbem muraHusa ATX,
MTOJIK/TIOYITE €T0 BJO/Ib

KOHTaKTa 1 1 KoHTaKTa 13.



Pazpem mutanus ATX 12 B
(8-xonrakToB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 1)

oAt
ANNG

Ora MaTepUHCKas I1aTa
cHabKeHa 8-KOHTaKTHBIM
pasbemoM mutanusa ATX 12 B.
Yro6bl UCTIONB30BATH
4-KOHTAKTHBI pagbeM NUTaHUsA
ATX, mogkimo4nuTe €ro BIO/Ib

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

*Buumanne! Yoemurecsp,

YTO IMOJKIIOYEHHDIIT Kabenpb
NUTAHUA DpefHa3HAYeH LT
111, a He py1s BugeokapTel. He
TOJKII0YaliTe Kabenb MMTaHuA

PCle x saTomMy pasbemy.

Komomka myist matumka
BCKPBITUA KOPITyca
(2-xonrakrHas, CI1)

(em. cTp. 1, Ne 6)

GND
Signal

1

OTa MaTepMHCKas IiaTa
TIOI/IeP>)KUBAET TEXHOIOTHIO
oIpefie/IeHNs BCKPBITHA KOpITyca
10 CHATUIO BEPXHell 4acTu
Kopmyca. [I71s1 3Toit TeXHO/IOrUM
HeoOXOINM KopIryc ¢ yHKIjyeit

onpeneneHnsa BCKpbITUA.

B760-1TX

73



74

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae B760-ITX. Nesta documentagio, Capitulo 1 e 2 contém

a introdugdo da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo.

Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido desta
documentagao estard sujeito a alteragées sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa B760-1TX (Fator de forma mini-ITX profundo)
1 x Painel de E/S

2 x Cabos de SATA (Opcional)
2 x Parafusos para Soquetes M.2 (M2*2) (Opcional)
1 x Parafuso para Modulo WiFi (M2*2) (Opcional)



B760-1TX

1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

+ Fator de forma mini-ITX profundo

- Suporta 13 Ger. e 12° Gerado de Processadores Intel” Core™
(LGA1700)

+ Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

« Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Suporta Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)

« Suporta Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

- Intel® B760

+ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

+ 4x Slots DIMM DDR4

+ Suporta memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133, nao
ECC, sem memoria intermédia*

* Suporta DDR4 3200 nativamente.

+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB

+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

+ Contato em Ouro 15 nos slots DIMM

+ 1x Slot PCle Gen4x16*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
+ 1xsoquete M.2 (Chave E), suporta Médulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)

+ Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem ser
suportados com processadores com GPU integrada.

+ Arquitetura Gréfica Intel® X* (Gen 12)

« Trés opgdes de saida de graficos: D-Sub, DisplayPort 1.4 e HDMI

» Suporta configuracdo com trés monitores

+ Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolugdo max. até 4K x
2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Suporta D-Sub com resolu¢do maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
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Audio

LAN

E/S do painel
frontal

E/S do painel
posterior

Suporta DisplayPort 1.4 com DSC (comprimido) resolugdo max. até
8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

Suporta HDCP 2.3 com HDMI 2.1 TMDS Compativel e Intel®
DisplayPort 1.4 Portas

Codec de Audio Realtek ALC897
Suporta Prote¢do de Sobretensdo
1 x Entrada de Fone de ouvido
Audio 5.1 CH HD

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Entrada de Fone de ouvido

2 x Portas USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Prote¢ao ESD (Protegao
Total Contra Picos))

1 x Portas USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Prote¢ao ESD (Protecdo
Total Contra Picos))

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protecdo ESD (Prote¢do Total Contra
Picos))

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Portas USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Prote¢ao ESD (Protec¢ao
Total Contra Picos))

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD (Protec¢ao Total Contra
Picos))

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone



Armazena-
mento

RAID

Conector

Fungbes da
BIOS

Monitor de
hardware

3 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s

1 x Hyper Soquete M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo SATA3
6,0 Gb/s e Gen4x4 tipo 2280 PCle (64 Gb/s)*

1 x Hyper Soquete M.2 (M2_2, Chave M), suporta modo tipo 2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Suporta tecnologia Intel” Optane™

** Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de

armazenagem SATA

1 x Gabinete de Alimentagao de Intrusao

1 conector ventoinha CPU

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).

1 x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de Agua

(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o

ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do

ventilador.

1 x Conector alimentagiao ATX 24-pinos

1 x Conector de energia 8-pinos 12V

1 x Cabegote do Painel Frontal

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH de Tensao
de Multi-ajuste

Tacometro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis/Bomba de
Agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis/
Bomba de Agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis/Bomba de Agua

B760-1TX
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SO

Certificacoes -

A

Detecgao de ABERTURA da CAIXA
Monitoramento da tensiao: CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferramentas de
overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar
danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco.
Ndo nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.



1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de jumper nos
pinos, o jumper é "Aberto".

o W

B760-1TX

Short Open
Apagar o Jumper CMOS @ Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) @ Abrir: Padrio

(ver p.1, N.2 10) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagoes de configuragao do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragao do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do
sistema na configuragdo padrao, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS]1 durante 3 segundos.
Por favor, nao se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera

primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢do do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de Ligue o botdo de alimentagao,
sistema
(PAINELI1 de 9 pinos)

(ver p.1, N.2 11)

o botdo de reinicializagdo e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED-
HDLED+

0s pinos positivos e negativos
antes de conectar os cabos.

Conecte o botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

Q PWRBTN (Botdo de alimentagdo):

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botio de reinicializagdo
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos
estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspensio
S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quando o
disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal consiste
principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializacdo, um LED de alimentagdo,
um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal
do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.



Conector Serial ATA3 SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3 Estes trés conectores SATA3
(SATA3_1: suportam cabos de dados

L 1] [C 1]l [C 1] -
ver p.1, N.° 13) SATA para dispositivos de
(SATA3_2: armazenamento interno com uma
ver p.1, N.°9) taxa de transferéncia de dados de
(SATA3_2: até 6,0 Gb/s.
ver p.1, N.° 8)
Suporte USB 2.0 USB_PWR H4 um cabegote nesta placa-mae.

(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 12)

P-
USB_PWR

Cada suporte USB 2.0 pode ter
duas portas.

Chassis / Conectores da ~ FAN_SPEED_CONTROL 4 Esta placa mée fornece trés

ventoinha de bomba de Ciiﬁi@%ffiéi % 3 conectores do chassi de

dgua ene ! refrigeragdo a dgua de 4 pinos.

(CHA_FAN1/WP de Se vocé pretende conectar um

4 pinos) ventilador de refrigeragdo a dgua

(ver p.1,N. 3) de chassis de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conectores do ventilador FAN_SPEED_CONTROL 4 Esta placa mée inclui um conector

da CPU FAN{PE 5\? 2 de ventilador da CPU (Ventilador

(CPU_FANI1 de 4 pinos) oND ! silencioso) de 4 pinos. Se vocé

(ver p.1,N.22) pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao 1 12 Esta placa-mae inclui um

ATX B e EElE e conector de alimentagiao ATX de

(ATXPWRI de 24 pinos) 13 — 24 24 pinos. Para utilizar uma fonte

(ver p.1,N.27)

de alimentagdo ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

B760-ITX
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Conector de alimenta¢io
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

oot
ARNG

Esta placa-mae inclui um conector
de alimentagio de 12V ATX de
8 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagdo ATX de 4 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forga conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao

ligue o cabo de for¢a PCle a este

conector.

Suporte de intrusdo do
chassi

(CI1 de 2 pinos)

(ver p.1, N.°6)

GND
Signal

1

Esta placa-mae suporta a fungéo
de deteccao de ABERTURA da
CAIXA que detecta se a tampa do
chassi foi removida. Esta fun¢do
requer um chassi com design de

detec¢ao de intrusao.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej B760-ITX. W niniejszej dokumentacji, rozdzialy 1

i 2 zawierajg wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji krok po kroku.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane, zawartos¢
tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

Plyta gléwna B760-ITX (Format Deep mini-ITX)
1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

2 x kable SATA (Opcjonalne)

2 x $ruby do gniazda M.2 (M2*2) (Opcjonalne)

1 x $ruba do modutu WiFi (M2*2) (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Format Deep mini-ITX

Obstuga 1391 129 generacji procesorow Intel® Core™ (LGA1700)
Obstuga technologii Intel® Hybrid

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Obstuga Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)

Obstuga Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

Intel® B760

Technologia pamigci Dual Channel DDR4

4 x gniazda DDR4 DIMM

Obstuga pamieci DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, pamig¢ niebuforowana

* Natywna obstuga pamieci DDR4 3200.

Maks. wielkos¢ pamieci systemowej: 128GB
Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15u poztacane styki w gniazdach DIMM

1 x gniazda PCle Gen4x16*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230 i
Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Whbudowana grafika Intel®° UHD i wyjécia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DisplayPort 1.4 i HDMI
Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodnosci z maks. rozdzielczo$cig do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
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Audio

LAN

Przedni panel
Wejscia/
Wyjscia

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnosci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Realtek ALC897 Audio Codec

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego
Dzwiek HD 5.1 CH

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

2 x porty USB 3.2 Genl typu A (obstuga zabezpieczenia ESD
(pelna ochrona przed impulsami))

1 x porty USB 3.2 Genl typu C (obstuga zabezpieczenia ESD
(pelna ochrona przed impulsami))

2 x porty USB 2.0 (obstuga zabezpieczenia ESD (pelna ochrona
przed impulsami))

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x porty USB 3.2 Genl1 typu A (obstuga zabezpieczenia ESD
(petna ochrona przed impulsami))

2 x porty USB 2.0 (obstuga zabezpieczenia ESD (petna ochrona
przed impulsami))

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon
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Przechowy-
wanie

RAID

Zigcze

Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

3 x zfgcza SATA3 6,0 Gb/s

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), z obstuga typu 2280 SATA3
6,0 Gb/s i trybéw PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), z obstuga trybu 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Obstuga technologii Intel” Optane™
** Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD)
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urzadzen pamieci
masowej SATA

1 x zfgcze glowkowe funkeji naruszenia obudowy

1 x zlgcze wentylatora CPU

* ZIacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym

pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

1 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator

ukfadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).

1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX

1 x 8 pinowe zfgcze zasilania 12 V

1 x zlacze gléwkowe na panelu przednim

1 x zfgcza glowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napigcia CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM,
VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V
PCH, +1,05V PCH

Obrotomierz wentylatora: CPU, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
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+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
+ Monitorowanie napiecia: CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+33V

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty - FCC,CE

A

+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

Nalezy pamigtal, Ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywa¢ na stabilnos¢ systemu lub nawet
powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zostac zrobione na wlasne
ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

o W

Short Open

Zworka usuwania danych m Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamigci CMOS O] pamieci CMOS
(CLRCMOS1) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domy$lne

(sprawdz s.1, Nr 10)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, datg, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usunigcia i zresetowania parametrow systemu
do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]1. Nalezy pamigta¢, aby po
usunigciu danych z pamigci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem
usuwania danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie

wylaczy¢ go.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

Q Po usunieciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek nad

tymi ztgczami gléwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami gléwkowymi i zlgczami

spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Ziacze gtowkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELLI)
(sprawdz s.1, Nr 11)

Do tego zlacza glowkowego
mozna podlaczac przycisk
zasilania, przycisk reset i wskaznik
stanu systemu na obudowie,

zgodnie z przydzialem pinéow

HDLED-
HDLED+

ponizej. Przed podtaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindw plus

i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfigurowac
sposob wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):
Podtgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowania,

aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci wykonania
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sie w stanie uspienia
§1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub wylgczenia
zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
Jjest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy sig upewnic, Ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodow i pinow.
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Zkycze Serial ATA3 SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 Te trzy zlacza SATA3 obstuguja
(SATA3_1: [——l [——1] [——=1 kable danych SATA dla

sprawdz s.1, Nr 13) wewnetrznych urzadzen pamieci
(SATA3_2: z szybko$cig transferu danych do
sprawdz s.1, Nr 9) 6,0 Gb/s.

(SATA3_2:

sprawdz s.1, Nr 8)

Zkycza gtowkowe USB 2.0 usa_PwR Na tej plycie glownej znajduje

(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 12)

P-
USB_PWR

sie jedno ztacze gtéwkowe.
Zkacze gtéwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Zk3cze /wentylatora pompy

wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

NN

Ta plyta gtéwna udostepnia

trzy 4-pinowe zlacza obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego obudowy,
nalezy go podlaczy¢ do pinow
1-3.

Zacza wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3

+12V 2

GND 1

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlgcze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

90

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.



B760-ITX

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

oo
Qo

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zltacze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PCle.

Ztacze gtowkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 6)

Ta plyta gtéwna obstuguje
funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktora wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukcjg wykrywania
naruszenia obudowy.

91



92

1T IR

B760-ITX OIHEEE 7ol =AM ZALELICH. Ol 2M0IA 1 &0t 2 2=
S |

OIHEES AJHGHD &

=
I
X

Q OHHEE 720 BIOS AZEF0E O0IEE =% Y| W20, 0l 2H2| LHEZ 0l

1.1 ZH HES

B760-ITX DI = S (& mini-ITX & E )
- /O IE A= 1}

- SATAHOIZ 20} (HE B2)

- M.2 230 (M2+2) 8 LIAF 2 0 (M B2)
- WiFi 25 (M2+2) 8 LI 11 (8 B2)



no
)
Iy

it
o
il

CPU

I

34_
>
Pl

lef=

* NVMe SSD € 2¢E CIAEE AE JtsSotES
T2

o © mini—ITX & ZH

« 13AICH & 12 AICH Intel® Core™ T2 AIA XI& (LGA1700)
+ Intel® Hybrid J1& XI&

+ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology XI &

+ Intel® Thermal Velocity Boost XI & (TVB)

« Intel® Adaptive Boost Technology X2 (ABT)

« Intel® B760

- 52 < DDR4 M2l JI=

* DDR4 DIMM &% 4 4

» DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 HI ECC, BIHIHE O 22|
X

* )| 282z DDR4 3200 2 XA &LICH.

« AIAE MRl =0 gk : 128GB

+ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 X &

+ DIMM =X 0l 15pu Gold Contact & &

+ PCle Gen4x16 == 1 i *

o M.2 &30 (E 311 Etel 2230 WiFi/B
CNVi(S&& WlFI/BT) A&

« Intel® UHD 2= A LE -0l H|Z= VGA S22 GPU
S8 ZZAHAN2O XS & USLICH.

+ Intel® X® J2HZ OF2IEL A (Gen 12)

- Jefi= &3 S4& Ml O : D-Sub, DisplayPort 1.4 & HOMI

. &= ZLIH XA

* HDMI 2.1 TMDS XI & (XICH oAt = 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz)

« D-Sub X2 (XICH oA = 1920x1200 @ 60Hz)

B760-1TX
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20

LAN

d8 e 1/0

=% WL 1/0

Z| O ol & D1 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz ©1 DSC( &= ) 2| DisplayPort 1.4 £ XI&&tLICH.
HDMI 2.1 TMDS S & HDCP 2.3 ¥ DisplayPort 1.4 ZE X &

Realtek ALC897 2C|2 24

MHl 25 XI&
SIS E /ollSA 2 1 JH

5.1 CHHD 2Cl2

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V
Wake—-On-LAN X &

HI| /ESD E5 K&

2&E 0lHY 802.3az A&
PXE XI&

GIEEZE /ollEA 2 1 Of

USB 3.2 Gen1 Type-A ZLE 2J1(ESD E& XI& (Z AL0I13
£35))

USB 3.2 Gen1 Type-C L E 1JH(ESD S K& (£ 21013
£35))

USB 2.0 ZE 2 )i (ESD B3 X (E 21012 BF))

D-Sub ZE 1 i

HOMI ZE 1 Jf

DisplayPort 1.4 1 JH

USB 3.2 Gen1 Type-A ZE 24 (ESD & XI& (E A@t0l=2
235))

USB2.0 ZE 2JH (ESD 25 XI& (Z AIl0I3 £5))
LED &= RJ-45 LAN ZE 1 i (ACT/LINK LED & SPEED LED)
HD @ClQ = :gtel /st / M AT /0012
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=1
0z
0
pal

SATA3 6.0 Gb/s HH4E 3 M

« OIOIIH M.2 A3 1 I (M2_1, Key M), E+Q 2280 SATA3 6.0 Gb/s
2 PCle Gen 4x4(64Gb/s) 2= XI& *

« OIOIH M.2 A3 1J1(M2_2, Key M), EtQ 2280 PCle Gen4x4
(64Gb/s) 2EE K& *

* Intel® Optane™ Jl& X

** Intel® Volume Management Device(VMD) X &

* NVMe SSD € 28 A2 AIE Jtsotes X&

RAID + SATA M& & XIZ RAID 0, RAID 1, RAID 5 & RAID 10 XI&

HUH o MAI EL ollC 14
+ 1 xCPU & H4YH
* CPU M Ul = ® &M=20] 2|0 1A(12W) @ CPU B2
K& ELCH.
o MAI/ B BZ B OUH (48) 100 (ADIE # &5 HOf)
* MAI/ 9 B2 82 W 0| 20 2A(24W) o A 22
= X2,
o 24 8 ATX &3 HEH 1K
« 8E 12V HE HYE 1M
o MO WHE ofld 1 K
+ USB2.0dl 1JH(USB 2.0 ZE 201 X&) (ESD ES XIH)

BIOS Jl= + Oh=0f GUI XIZ =S ME0ot= AMI UEFI HEE BIOS
* ACPI 6.0 == 2013 & 0lHIE
+ SMBIOS 2.7 XI&
« CPU 20{ /Al , CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH & &} Ct&S

ESES]
SHEAN « ™ EtDOIE : CPU, MAl/ I X ™
2LH « MAS B (CPU2Z0 28t MAIl B £& Its =F):

CPU, MAl/ HEl B= ™
« WOES £% MO : CPU, MAI/ RIH Bz ™
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[©

Ol

o« AOIA E& 2K
o M 2LIHE ! CPU Vcore, +1.05V PCH, +12V, +5V, +3.3V,
CPU Vcore

+ Microsoft® Windows® 10 64 HIE / 11 64 HIE

*« FCC, CE
+ ErP/EuP AM2 Jts (ErP/EUP AR Jts 2SR X 2Q)

BIOS &&= Z& 6L} Untied Overclocking Technology & &&36t 7L} EIS IS RHEZ2!
ERE MEote 2E Egote QUHEZ20E 0 3E9 F&0| MHELHE XHE

SESUAIR. RHEZ2/2 AIAE AFH N JES FIL AXI0 AIAES PE 249
X0 £4S Y8 += USLICH LUBZZ2 AIEBI AAZ FET HIES 2+0611
OHOF BILICH. SAlE RIS Z22/0f 2loff 2aE =~ = =400 CHoHM 24201 SSLICH.

= o
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1.3 2 &%

182 BHE EH 880X 2E0sLIt. 81 &

UL 8 &2 8ol Y<K 228 FHot “etd"ELICH.

o W

Short Open

Clear CMOS & IH &tet: Clear CMOS

(©[0)
i
x J

(CLRCMOS1) ST
(1 HIOIXI, 10 8 &= om B
&%)

CLRCMOS1 £ AtE3t0d CMOS Ol M&EE CIOIHE X2 += ASLICH. CMOS ol
NEE OOIEM=E AAS &S, D, Al X AIASE 28 Met0lEt 22 AL
A% FE0t ZEELIC. AIAE TMIet0IHE XD JI2 €322 XI|siotHE
ZREHE NN MY DEE B2 S EH ¥S AE0HH CLRCMOST1 9 B8 3%
SO HHADIYAIL . CMOS € X2 = EtEA 1 WS MAHGHYAIL . BIOS
e B3R, RO AARES REEH = HOIA
| Zs

OO0IEE E28 Lt CMOS Xl

CMOS & X2 &< #0/A 80| 28 = USLICH BIOS S 4 “Clear Status(&HEH
)"E ZEGH0 0182 MAI B LEf0 CHEt D

JHu
Mo
=
10
1S
=
to
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1.4 22

0

Qb

I & A4l

Al

S22 G2 HEEHE SOt Ot LICH. B 218 22 E 6llG 2t FHEE 0l 42X
OHAI2. B 242 225 o2t AHYE 0 YRS OIL/2E0 IREHC2 £4FLICH

ANAE THE ol MAII H2 HIE, eIM BIE,

(9 B PANEL1) AAE AR EAISS 0F2HOl
(1 HOIXI, 11 & &= T osteof et ol ol O ol
X)) !

HDLED+ jl%éﬂ_ [:l' .

PWRBTN( & & HE ):
MAI B TIHEo] M2 HEN AZEILICH 88 BIES 0180 AIAEE 1= s 74E

= ASLICH.

RESET( 2|4 HE ):
MAI & THE 9 2|4 i E

| SIZEILICH ZFHEI BXIoHD EE HAIES +5HA]
2 R A bIES =2 FF

EIE THAIZEILILCH.

PLED( AIAE M@ LED):

MAI S IHE 2] M2 SEf HAISO HAZEILICH AIAE0] &St S W= LEDIF HM
QSLICH AIAE0] S1/S3 LHI] &EHOf S = LED It A= ZHEHLICH. AIAEI0] S4 CHI|
SEf L= M2 HE (S5) EH0 IS W= LED I WA USLICH.

HDLED( 5tE E2t01E8 &% LED):
MAI HES IHE 2] 6tE E2t0/E S& LED 0l SZ BILIC}H. 6t= =20/t TIOIEE &1Lt
M QA2 M LED It AM ASLICH.

M8 IHE CIXRIE MAIEZ OHE =~ YSLICH. 88 IS 2852 T2 82 B E, cl&
HE, 88 LED, ot= ECt0I12 S2 LED, A7 SLZ PEEI0 JASLICH MAl &8 THE
252 0/ oflH0l HZ 2 O§ 2r0/0f &0 & 250 Z=6] 2Xot=A =IELICH.

=
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A2l ATA3 HUYlE{ SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3 O0|E Al JH2l SATA3 H U'Eii

(SATA3_1: [l [—1 [——=1 /i 6.0 Gb/s TIOIEH &&
THOIXI, 138 & £EE HEote U 1’&
23X XS SATA HIOIE AHolgS
(SATAZ_2: KIZSLIC.

THOIX, 98 &=

23X

(SATA3_2:

THOIX, 8¢ &=

23X

usB 2.0 alH use_PWR 0l OtHE S0 = atLte

(9 & USB_3_4) SO AUSLICH. 0l USB 2.0
(1 HIOIKI, 12 &5 fitde ZE & WE X3 =
Z2x) 1 UASLICEH.

p-
USB_PWR

MAl/ HE H= ™ FAN_SPEED_CONTROL 4 Ol DIHEENE 48 =HAl
H e ﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬂiAmum%wasmmamam
1

(4 B CHA_FAN1/WP) oND USLICH 3T AHAI LAl 27
(1 HOIX , 38 &2 WS iAGles H2 B 1-30
X)) 1B A Al
CPU ™ HHulg FAN_SPEED_CONTROL 4 Ol OIHEE0= 4 2 CPU H
_SPEED 3
(4 B CPU_FAN1) MOl (HAs ®) 1wEd e e of
(1HOIXI, 281 &= el oisUnH, 3® CPU BE
X)) oI s 22 ® 1-3 0l
OIZHBIMAIL .
ATX &2 3 E i 2 0| DIHES0ls 24T ATX &S
(24 ® ATXPWR1) HUE DN EE Of ASLICH
(1HOIX, 7 &= 13 2% 20 B ATX MBS EXE
EHx) Mﬂaama1mﬁn3%ma
AL .
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ATX 12V & & HUH
(8 & ATX12V1)

(1 HIOIXI, 1& &=
=X

=}

ARNG

oot

Ol otH=2E0= 88
ATX 12V A& HEE Dt
ETHE O ASLICH. 4 B ATX

HETIYAE AEorA

328& =
10852 [t HBTHYAIRL.
*Z0:AZE M A0S0l

Jel= StEDL ot CPUERIX
EOIStYAIR . PCle &
AOISE Ol AHLUHU ZX
DY AL .

MAI B oA
(& cn)

(1 HIOIX, 6 &=
Z3x)

ol oto=2EeE
HHE 2= 0l

HOlA €8 2 JlssS
A2ELItt. ol JIssS
ArSoted® MA
AL HEE A

SLICEH.

z_
=
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11EC&IC

B760-ITX XYY —R—REHBEWV LIF W ZEHOPEHITTVET, COXEDS 1 5
L2 B Y= R—RDFHE AT THDA VA R—IVHA RO EN TV E
ER

NP —R—FDfLFE BIOS V7 MU TG EH ENDCEDN D B728, CDY =27 )VDANE
ETPERUCEETZCEDHDET,

1.1 N\vIr—Y0RA

« B760-ITX ¥ —HR—F (Deep mini-ITX 7+ —LT77%)
o 1x1/O 8%V —)UR

o 2xSATAr—7 )V (AT ar)

e 2xM2 Vv MHAAL M22) (AT aY)

o 1x WiFi EVa—)Ual M222) (AT v a)
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1.2 118

T3k « Deep mini-ITX 74 —LT77 7%

7+—L

CPU o 5513 (AR & 12 AR Intel® Core™ 7Bty P —IT Kt
(LGA1700)

« Intel® Hybrid Technology IZX)i&s

« Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology /Z¥ i
« Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) /X iy

« Intel® Adaptive Boost Technology (ABT) IZXf ity

FyTEvk « Intel® B760

*EY o 727 )VF ¥ %)V DDR4 XA EVEHE
e 4xDDR4 DIMM A k
« DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 /> ECC, 77>/ 7\ 7 77—
RAEVISH G
* DDR4 3200 IZ A 71 715 fitvo
o YATLAEYDRKAE | 128GB
e Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 TSI
« DIMM AR RZ 150 I—)VRa 27 F &1

¥sRAOY b e 1xPCle Gendx16 AHw ks *
BT A2 £ LT NVMe SSD I bt
o 1xM2 Y (Key E). ZA 7 2230 Wi-Fi/BT £V 2 — LB LT
Intel* CNVi (] & Wi-Fi/BT) ISR

G5T4yIA o Intel’ UHD 7574 JANKE 27 )VEBX T VGA 1713,

GPU It Iz at v —DH T R—bENE T

o Intel°X* 7T T4V IR T—FT7F % (Gen 12)

e 3DDTTT 4w I AWM IIAT T3> | D-Sub, DisplayPort 1.4 &
HDMI

. 3BDOEZX—ITHIE

« HDMI 2.1 TMDS BHUTHHIG, FR KSR 4K x 2K (4096x2160)
@ 60Hz

o D-Sub IS, ARG 1920x1200 @60Hz
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F—T1F

LAN

7Y MRV
1/0

YT INZRIV
1/0

DSC (JEAii) ARSI 8K (7680x4320) @60Hz/5K (5120x3200)
@120Hz T DisplayPort 1.4 ZHR—FLET

HDMI 2.1 TMDS E 135X U DisplayPort 1.4 -R— T HDCP 2.3
EYR—FLET

Realtek ALC897 A —T A d—Fv 7
Y — RIS

1x\YRTFY [ Ny Ry T w
51 CHHD A—7 ¢4

FHEYw k LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Wake-On-LAN (V.47 > F)ICHIG

T/ HEXUNE (ESD) {REISH G

I RIVF=FIROK A= v b 802.3az Y R—h
PXE 72t R—h

LxN\YRTFY [N\ REY vy

2 x USB 3.2 Genl Type-A ‘R— (§fEE XU E (ESD) fREICHTIG
(ASRock FEE A/ A V{R#E))

1 x USB 3.2 Gen1 Type-C R— I (§#E XU E (ESD) TRaEIM G
(ASRock FEE A/ A V{R#E))

2x USB 2.0 R— I (FEE UK (ESD) RIS (ASRock 5842
AN T RHE))

1 x D-Sub R—h

1 x HDMI ;R—h

1 x DisplayPort 1.4

2x USB 3.2 Genl Type-A 'R— I (§#E XU (ESD) LRI G
(ASRock FEG A/ 81 V7 {R#E))

2 x USB 2.0 R— b (&L (ESD) &It (ASRock 5842
RIS IRHE))

LED f ¥ 1 x RJ-45 LAN ;R—h (ACT/LINK LED & SPEED LED)
HD A =T« AT v . G4V AV | TaY M AE——
<A

B760-1TX
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ARL—Y

RAID

AXRIR

BIOS &k

N—Fox7
E=R—

o 3xSATA36.0 Gb/s IRTX
o« 1xHyper M2 V7w b (M2_1,F— M), %17 2280 SATA3
6.0 Gb/s & PCle Gen4x4 (64 Gb/s) E—R7ZHR—h *
« 1xHyper M2 V7w b (M2_2, F— M), X1/ 2280 PCle
Gendx4 (64 Gb/s) E—RIZHE *
* Intel* Optane™ 77/ I —IZ X i
** Intel” Volume Management Device (VMD) a5 S I
T A7 8 LT NVMe SSD I It

o SATA ARL— T34 ZAD {5 RAID 0, RAID 1, RAID 5
FBELU RAID 10 ITHf)

¢  IxVY—IUAYI—=Tar Ny R—
e« 1xCPU 77aARIR—
*CPU 77V AXT IR A 1A (12W) DFE D CPU 77 K
LET,
Ix VY= | UA—R—RYTT7raARTR 4 V) (A3 —
77 2RI
F U= | U —R—IR T T 7 NI ERAK 2 A (24W) DI OTF
— R ==L LE T,
o 1x24 ¥ ATX B2 TX
o 1x8¥Y 12V EHIRTHX
o 1x 7BV RSHIIAY R —
o 1xUSB 2.0 \w&— Q2 f0D USB 2.0 K—Mxfits) (FrESUE
(ESD) {REEICHIE)

« AMI UEFI Legal BIOS, % 5 & GUI R — My &

o ACPI6.0MEMLI = A0 7 v A2k

o SMBIOS 2.7 iR—h

« CPU 7 /F+w/a,CPUGT,DRAM, VDD_IMC, VCCIN
AUX. +1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH
BRES VT %

o TPURAA=R L CPU VY — | T —B—KRTT7

o $E 77V (CPURIBICHES T Y — 7 7 i 72 HEERTY)
CPU, v — | A —BR— R T T7

o T IVFHIEHIE C CPUL VY — | U —R—RY T
Ty
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o r—AGAEARE
o HEEEIH ¢ CPU Veore, +1.05V PCH, +12V, +5V, +3.3V,

CPU Vcore
(0 o Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
5o « FCC.CE

« ErP/EuP Ready (ErP/EuP Wi IR AR LEE A WA T TF)

BIOS BE DL, 7> A R —IN— 0 7572 12— D B — R/ S— T DA—7N—

A D0y — VDR E R G, A —IN— Oy TG, —EDYR I EENET DT
BEE O A—IN— 09 FBE SR TLINREIEIC Lo /20, SR TFADIAL K=k
PFNA XD B ZENBVET, CHHDEHETITo TS Tl A—N—2
0y & B HHAD BTG A D RET DT [RIZZ N,
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13 JvVIN—E%F

COATANE, V¥ I—DRE TR RLUTOET, VY S8 —Fvy THE I
EoTWVBE Vv —E[a—R T, Vv —Fvy THE N E>TWVix
WEEEIZIE, Vv 8= A =TV T,

o W

(p.1.No. 10 2D

Short Open

CMOS 7V 7 %>/ 78— (O) a—hk i CMOS DYVT

(CLRCMOSI) O F=7>  FTH)Vh
2EVIRIR—

CLRCMOSI &, CMOS DT =&V 75N TEET,CMOS DT —XICE,
VAT LSAT— R HAL KL VAT LFEINNTA—2— T2 E DV AT LSE R
EENFTINELTC T IAINVIREICVATLISTGA=Z =)y’ 5I1cid, av
Ea—X—O&EFZY0 BIHI—RZEE v S—Fry T2 LT,
CLRCMOS1 DEIC 3 BT a—hLET,CMOS 2717 Lictkid, T v > 7 8—F+y
T OGO SN NESINCLUTLIEE WV BIOS 27w 75— kM4, CMOS #2717
T EHREDHINUE RPN AT LEREIL, 205 CMOS )7 77 atztis
ANCY vy bR LUTLIEEL,

CMOS 22179 %&, r—XDFAMEHIZ NS EDBDE T, LIgTDZ+—1>
Q =27 AT —R R GRS G B ICld, BIOS 477232 5[ Clear Status (X 7 —% X
DIHZE) I TAHEELTIIEE N,
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14 AVR—ROAN\YHE =974

FLR= RN —EIARI RG> S—TldBHDER A CHENY X —LIRTRICIE
P N—F ey THRBE RO TIEE N YL —BE ARSI RIS 72 8—F vy T
#Hed B &, N —R— FICYPHEIEIHEC 5 LBV ET,

AT LTI S — IR L R R %

(CRZAS 78]
(p.1.No. 11 )

TaND Utz hL, FRdDEEDYT
WS T oY —Y DVAT LA
GND T —RAFRT VT DN\
Rty NLET r—T V%
HDLED* BRI D+ —
I DU TLIZE L,

PWRBTN (iR %>):
S — R NRIV D BEIPRHR XN L TLSTEX 0 IR X 2 EH LT S X 7027
TNE G 2T RETEET,

RESET (Vv FR%2):

S =R N RV DY By FRZAHEE L TLIES 0 A Ea—X—PNT7)—=XLzD,
T DR 2 FAT TEE VB EICIE, Vb y NRA 2L T, a2 Ea—2—Z B L
3

PLED (X 7L #ili LED) :

S — IR SR IVDFEPFR T— XX A > 2 —Z— I LT LIEX 0 SR T LEE B
LED D3kl LE T, SR TLHY 81/83 XV —TIKRED LG EIC 13, LED (353 Ae 0 E T S X7
LD S4 R —TIRAEFE 7213 FB A7 (S5) D& FICIL, LED I34 7T

HDLED ON—FKFZ47 727t 7+ LED) :

S =R NFRIVDIN=R RS A7 75 71 €T LED IC#Ht L CLIE X e N—RFZ1 7
DT — L% G A D F Jeld 2 EIARHUT, LED (34 N5 ET,

HOET/ SRV THA NS S =Nk o TR B & DB DE T, Hiflfii SR IVED 2 —)VIE,
FICEPAR L Uty B2 &Ef LED, )N—FRZ14 7727 E T+ LED, At —4—7%
EDSRRENET, S+ — DI SRIVES 2 —)b & DNy X —Z ki I BHEICIE,
BORRDEID ST, B2 DED G THIELS AL TOBIEZHND TS,
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SUT)V ATA3 AT R N5 3 DD SATA3 AT R —

(SATA3_1: SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3 W&, % 6.0 Gb/s DT —XiRik
p.1.No. 13 B i 1 1 1 HETWIBARL—T T8 A
(SATA3_2: D SATA T =27 —7 )7z
p.1.No. 9 ZR) R—hLET,

(SATA3_2:

p.1.No. 8 ZIi0)

USB 2.0 N\ & — use_PWR CORYP—FR—FIZiF 1 DD
(9 ¥/ USB_3_4) AR —=PEFENTOET,
(p.1.No. 12 Z8) % USB 2.0 Ny X —3.2 DD
R— 2P R—FTEET,

USBP;PWR
¥ —3 | UF—R—R  ran_speed_CONTROL 4 TOXYP—R—RIF.3DD4
VT T ARIR O Votce % s EVKRYr—Y Ty ARy
(4 ¥ CHA_FAN1/WP) GND LV anBhETIEYDYY—Y
(p.1.No. 3 ZIi) IKGEN T 7> 7 i3 B30
BV 13 IR LTI S0,
CPU 77> aAxTHa— FAN_SPEED_CONTROL ﬁ ‘ ZOXYP—1HR—NRid 4 €2 CPU
(4 ¥ CPU_FAN1) oy y IV EET ) AT AN
(p.1.No. 2 Z®) one ' OEXNTVET L YYD CPU
TS BAICIEE
13 ICHEELTLIEE W,
ATX BRI R IR 1 12 ZOXYP—R—Rid 24
(24 € ATXPWRI) ATX BT 2D ENT
(p.1.No. 7 ZHR) 13 — 24 WET,20 ¥ D ATX TBIEA
A5 . Er1E 13t
TR TIIZE W,

108



ATX 12V BRI X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 1 ZI®)

oAt
ANNG

ZORYP—FR—RiZgr
ATX12V BT 2 —h i
ENTVET4 VD ATX
BREAT2ICE.Er1es
ICEDR TR LTI,
L RSN TV B —
TV T 5T 490 AH—FM
T, crU ITH B L%l
ML TLIZE W, PCle I —
DIV TOARTZ—ITHREL
BOTLEE,

Y —YAYRIV—Vg
YNy R —
Q¥rc

(p.1.No. 6 ZH)

GND
Signal

1

ZORYP—R—RiITr—7h
VAN i [5A5Y gV idabatiaes ¥

T %, — ABH BRI EE
PR—bLET, COBBEICIE.
=AY NV a
RatEnfzo vy —y B ETT,

B760-1TX
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",

-
EM
it BN L B760-ITX £, ARG, $1FZHME 2 ENBERFIFEN BT

Ak
*REo

W -

Q HIF ERAAEH BIOS S ATAEEER, Bk, AXISHABTELHITEY, BFBT
A,

1.1 8375

« B760-ITX £#% (Deep mini-ITX &R ~T)

o 1x1/0 E#R

2 x SATA HLiRZ (i£M)

o 2xBZ (HM2EOFER, M2*2) (M)
o 1x3B% (ft WiFi #5ER, M2¥2) (M)



1.2 ¥t
Fa

CPU

SR

k3

iRiE

SEAS

+ Deep mini-ITX &R ~f

o HE 13 KT 12 KX Intel® Core™ £ ¥E S (LGA1700)

« 3 # Intel° Hybrid Technology

« 3#5 Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

« %# Intel’ Thermal Velocity Boost (TVB) (FAi B ilER A )

« ¥ Intel° Adaptive Boost Technology (ABT) (i&Rz{$& 550
)

« Intel° B760

- WjEi& DDR4 MFEEHA

« 4xDDR4 DIMM #&

- 3Z¥5 DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 3E ECC, JELZH A
o3

* A & 37 #5 DDR4 3200,

- RENTFRABTE: 128GB

o ¥ Intel” Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM #E#EH 15u &ft=

« 1xPCle Gen4x16 & *
* ¥ NVMe SSD H1EZ &
« 1xM.2 Socket (Key E), 3z#525E 2230 WiFi/BT #R#0 Intel®
CNVi (8¢ WiFi/BT)

- BB GPU £ I TE 887 4% Intel® UHD Graphics IEMR
#1VGA #it,

« Intel® X° EIf2 4244 (Gen 12)

o 3P ERHHIER: D-Sub. DisplayPort 1.4 1 HDMI

. XHE=ZAETRE

o Z#FA TMDS #9 HDMI 2.1, 60Hz A&z K4 #E%i% 4K x 2K
(4096x2160)

o X #% D-Sub, 60Hz Rz A4 ##Zi% 19201200

B760-1TX
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LAN

HIER 1/0

RHER 1/0

FE

112

3z#% DisplayPort 1.4, DSC ([E48) mA% #EZEFNA 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

X #5 HDCP 2.3 BZ#&% TMDS i HDMI 2.1 L DisplayPort 1.4
g |

Realtek ALC897 & 374 i hg 25
FFEART

1 x BEHUETL

5.1 CH &5 &

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel° 1219V

3z#% Wake-On-LAN () _E1%#Ez)
XHFE R /ESD R

X FFm RERIA K 802.3az
325 PXE

1 x BEHETL

2xUSB 3.2 Gen1 Type-A i (32#5 ESD {R#P, BEI&R5H)
1xUSB 3.2 Gen1 Type-C i (3z#% ESD 117, BN&FH#Y)
2xUSB2.0#%A (325 ESD fRiP, BIZRLH)

1 x D-Sub #%H

1 x HDMI 3% 0

1 x DisplayPort 1.4

2xUSB 3.2 Gen1 Type-A i (3245 ESD {R#P, BEI&F5HF)
2xUSB2.0 30 (3z#F ESD f&#P, BI&RHH)

1xRJ-45LAN #%1, 7 LED (ACT/LINK LED #A SPEED LED)
EIAEIERTL: KA/ ATIAER/ ERX

3 x SATA3 6.0 Gb/s #£0

1x8BHEM21EO (M2_1, KeyM) , Z#52EE0 2280 SATA3
6.0 Gb/s #1 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) 13X *

1x#BHEM21EO (M2_2, KeyM) , Z#52EE 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) #= *

* % #% Intel* Optane™ Technology
** X $F Intel” FEEEIRE (VMD)
* %% NVMe SSD R{EE#I&



RAID « X¥5RAIDO. RAID 1. RAID5#1RAID 10, FF SATA #fi&
BE&
O o I x HLFER NI

« 1xCPU X FRiEHERS
*CPU REBE#EO X &S 1A (12W) I1ZEE CPU KA.

o IxHFE/RRREED (45 (BaEREREEH])
*HFE / KRREXFFRE 2A (24W) IERAKLKE.

o 1x24 %t ATX RiE#EO

« 1x8 %t 12V EEEN

o 1 x BTEHRIER

« 1xUSB2.0 M (#5214~ USB2.0ixM, 3z# ESD fR#F)

BIOS « AMI UEFI Legal BIOS, X#F%iEE GUI
IhaEsE = + ACPI 6.0 F#AMRERR M

« X# SMBIOS 2.7

. CPU W#% / &%, CPUGT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN
AUX, +1.05VPROC, +1.8VPROC, +0.82VPCH, +1.05V
PCH RE&RiA%

B R o REEET: CPU. WL / KRXUH
. BEXE (RYE CPUREBARIEREEE)
CPU. #L%8 / KZRKEA
o REESMEEEE: CPU. L5 / KRXH

o CASEOPEN (#LF$TFF) &
. HEJEMIE: CPUVcore. +1.05VPCH. +12V. +5V. +3.3V

BIERS « Microsoft® Windows® 10 64 iz /11 64 {iL
TNIE « FCC. CE

« ErP/EuP X#% (FE 45 ErP/EuP BYHIE)

FOMBREBHEE—ENE, G1FRZBIOSIRE, A "HHBMHEA" , BEAE=
FREYTR., BHAESHINERERIEEN, BEXNRFRIAHIREEREIF. AT
XIS BHERE TR, A% EFEBRmE R AR T 55,

B760-1TX
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1.3 B&LixE
WERFOMEENE, HRERETRLSHI LR, B “EH . MR
MEREEREE, e TR

W W

Short Open

&M CMOS Bksk (O) % HRk CMOS

(CLRCMOST) O] Frig: BOA
(ME1TT, E1041) 2 4Bk

CLRCMOST #i##&iEM CMOS HE##E. CMOS FHIBFEEERARKIRERS, WA
ZEWm. BE. HEMRFRESH. EERNEERGSHAINRE, BXA
HEH, KRTRIFELES, AEERZKIEREE CLRCMOST LA 3 #. HigE
7B/ CMOS FELT BkEkiE. MR EFZEERISTH BIOS EHf/EiER CMOS, M
MEAEBHNARGE, FHEXARBHRITER CMOS #1E,

IR EERR CMOS, HAEFTFF 2 MIE . &1 BIOS 5T “Clear Status” (EFAIKZS)
BB R BT — LR NIRZSATIE R,



B760-ITX

1.4 tREHERFEO

REAEMFE OT BB, TEIGBRIGRE X LRI O L, 1Bk IESE X LI R
OO _LIF 23 E RIS ALK R TEIRIF,

RG]
(9 £t PANEL1)
(ME1T, &1 1)

RETHEMSHSE, BILHE
ErrRiRRE. EERAMAR
GORTSHERKTE SRR LR

B L ATIAIE T IES ST,

PWRBTN (EEig#z4) :
Q TEREH BT AR LR IRR . 1R AT LD B A R K ] B Y 7 =

RESET (EE#4) :
EEZINER AR LRIEERE. WMRITENEY, BERTEZEHRS, KEERH
EHREITEL.

PLED (%% FRLED) :
BRI YRR LR IR SIS T AT, RHRIEIRIERS, Ut LED =8, R4 S1/S3
FEIRIRZSAT, It LED (4F, FRGALTE S4 FERRARZS 3L XA (S5) AT, Ut LED J8R.,

HDLED (%&#i%5) LED) :
TERE AR EAR L H9TE A5 ) LED #5777, R4 ETEEENE 5 A\ S4ERT, 1t LED =i,

BIERZIHIRBEVIET FIM B ATER. FERERERQERIREE. BEEZE. BIR
LED. #E#i%7)LED $57-4T. #Himass. 18R ERIRSIERZILZRIRS, WiRIELS
BCFOET B 53 BD IE A L.
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BT ATA3 #0
(SATA3_1:
RE1TT, E131)
(SATA3_2:
BT, %I
(SATA3_2:
RETT, %81

SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3
[—=2I [—=1 [—=1]

XE=4> SATA3 O X #HE
6.0 Gb/s HiEEimE R I’\]ﬁﬂﬁ
fili% % 89 SATA HiiELk.

USB 2.0 #%
(9 $t USB_3_4)
(RE1TT, H124)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

e EH| EH—1 M. Lt USB
2.0 EMZ WO,

38 / KRR EED

B EFRIRB =1 4 $HokiHLE

FAN_SPEED_CONTROL 4
(4%t CHA_FANT/WP) ~ ClAfALseeed % Y REED. NEGITEEE3
(MEI1R, 349 Gno U S HERARE, BETEE
B 5 1-3.

CPU RE#EDO FAN_SPEED_CONTROL ﬁ ¢ BLERREAE CPURE (8
(4 $ CPU_FANT1) P : BHXE) #0, NREITEE
(RE1R, #E24) LT w34t CPURE, BT

B 5 1-3.

ATX BLiEHEO 1 2 eEARIRME 24 §F ATX BB
(24 $t ATXPWR1) O, FEfEM 20 $t ATX B,
(RE1R, £874) B EBEHE FOSHED 13 HREE.



B760-1TX

ATX 12V BiE#EO 4 ala 8 1 EHTIRE 8 $T ATX 12V B
(8 §t ATX12V1) aln B0, EE/ 45 ATXERE,
(M1, E14) af] TEILETRI 1 FNETH 5 BT,

L * g ETRIRERER RS
FCPU, MIEER K., FEE
PCle FLiE £ HIE R tkIE A,

BB NEL GND1 1t F 47 345 CASE OPEN (4148
(%tcn Signal — O] ) ®iMTIEE - M=
(ME1T, %64) EERT. KESEXAS

N IR HIHLAE.

117



118

B B S AR

IRIERELAN TRFEERISRIZSIEEME & SIT11364-2006 HEFEE 7~
BRIEFIRRER], BRFEESRNHTRER, BUREERERE-RPSENESE
BEMRHTRREE LM REMTX B ERTRBTAS. WM =ERESR
ERHR. Rk EARME, BFFAR>=MmZENRIREIEEELE—ZifR, B—RZHF
AFERZIMRERIR, BRI ERZIMREAHRA 10 £,

10

FEREVRB TR BNRR ZEIRN

HERTHRUEFSHNESEEVRELRNERRSEIRN, BSRUTRERITA,

EBE R ik ik P15

% (Pb)| 8 (Cd)|3% (Hg)| 7~ #1%& (Cr(VI)) & 2EE3% (PBB) %2 — %A% (PBDE)
EDRIFR B R
gazan | < | 9 | © © © ©
MBS E
waman | X | © | O © © ©

O: RRZEEFEMRAZDEREHRME A& B SI/T 11363-2006 iREME
HIPREBERIAT,

X: RNZASEENREDEIZEFNE RPN EBH S)/T 11363-2006 1R
MERRBENR, RZEHNHEEEEES 2002/95/EC HIFE,

& KFERMRRZIMRERER, REE-RESERKLT.



B760-ITX

1 &7

SRS B HEEE B760-1TX FHEHR o TEASCRH » 55 1 T 2 A& BRI
e i i

Q H EREARANE R BIOS BKRETTRE B R » AT LIS B AR » A1 T8 -

1.1 BEASR

« B760-ITX 1% (Deep mini-ITX HFEEHI1S)
o 1xI/O HtRINE

o 2x SATA {5 (#H)

o 2x BB GERM M2 ) (M2+2) GER)
o IxBERR GEFA Wik B8 ) (m2*2) GER)
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e « Deep mini-ITX fRJZ &
CPU o STEEE 13 U5 12 X Intel® Core™ JEEFHEE (LGA1700)

o SZ1% Intel® AL

o % Intel® Turbo Boost Max F1iif 3.0

« 1% Intel® Thermal Velocity Boost (TVB)
 SZ#% Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

)T iEl « Intel” B760
B =1 o 3858 DDR4 & (B RS i

+ 4 x DDR4 DIMM f#{#

« 7% DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC HEAE {EAC 1E
i}

* [ A4S 1% DDR4 3200 ©

o RARHELIEREES R ¢ 128GB

« S71% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 150 FEHE A

B ImE « 1x PCle Gen4x16 fEifii *
* 7 P% NVMe SSD 1E By Btk
« 1x M.2 ffifE (Key E) > 3<% Type 2230 WiFi/BT #4H % Intel®
CNVi (#4320 WiFi/BT)

BETRR o [EFREE S GPU HIBEHEEE AT 4% Intel® UHD Graphics Built-in

Visuals 2 VGA it »

o Intel* X*SERF4ME (5 121%)

o —{E R i HETE © D-Sub ~ DisplayPort 1.4 F2 HDMI

o TE=BETRSR

o B R 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz f# AT E ) HDMI 2.1
TMDS FHZ %

o HE R 1920x1200 @ 60Hz fFHTEER D-Sub
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B760-1TX

« SZHE DisplayPort 1.4 » DSC (JBEH ) IR KART FE 2
8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

« SZ{% HDCP 2.3 > B HDMI 2.1 TMDS fH% 14 DisplayPort 1.4
R

=50 + Realtek ALC897 5 ZTUEEE 5%
o TIRZEH (T
o 1x Hi% / HEERTL
o 5.1 #5E HD &l

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Giga PHY Intel® 1219V
o PRSI
o WIRER ERE
o 1% 802.3az EEE HfiRE 2 KRS
« 1% PXE

BIER I/0 o 1x H#/ i TL
« 2xUSB 3.2 Genl Type-A HfEIE (IREFERE (265#) )
+ 1x USB 3.2 Genl Type-C E#EZIR (SCIRRREIRE (2[h3#) )
« 2x USB 2.0 BER (SIRFIERE (20#) )

ZEWw /0 o 1xD-Sub #E#ER
« 1 x HDMI HZ18
« 1x DisplayPort 1.4
+ 2xUSB 3.2 Genl Type-A Mt (I IRFFERE (207#) )
« 2x USB2.0 HfEE (IIRFFERE (207#) )
o 1xRJ-45 LAN ###5 » & LED (ACT/LINK LED J% SPEED
LED)
o HD ZFUEFL ¢« HRESHAHTEMIV, 285

RFRSE + 3 XxSATA3 6.0 Gb/s %58
o 1xHyper M2 ffiJff (M2_1> KeyM) ° 4% 2280 SATA3
6.0 Gb/s il PCle Gendx4 (64 Gb/s) FE *
o 1xHyper M2 ffiJff (M2_2 > KeyM) - 4% 2280 T
PCle Gendx4 (64 Gb/s) f5 *
* 371k Intel” Optane™ Fiifi
1% Intel” HIREIE EHLEE (VMD)
* 37 HE NVMe SSD 1 A BB R A
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RAID o S SATA FETFHEE 718 RAID 0 ~ RAID 1 ~ RAID 5 J
RAID 10

%88 o 1 x HEEEPAE RS

« 1xCPU R #ZE
* CPU Ja\FBERE S A i 1A (12W) ERIHZSH) CPU JalR °

o 1x HEE IR B IR ETE (4-pin) (EREEA ol s B 45 )
“BRER /K B R BEEE SRR i R 2A (24 W) LR DO ZSHY K e i
}HE'H °

o 1x24 pin ATX ZEJFZEH

« 1x8pin 12V ZEFEH

o 1x BTERHEET

o 1xUSB2.0BESE (S74% 2 {6 USB 2.0 PR ) (TIBEFEIRE)

BIOS IN&E « AMI UEFI Legal BIOS 4% #F GUI 1%
« ACPI 6.0 FF&WLEE E BBk
« 1% SMBIOS 2.7
« CPU %0 /1#EY ~ CPU GT ~ DRAM ~ VDD_IMC ~ VCCIN
AUX ~ +1.05V PROC ~ +1.8V PROC ~ +0.82V PCH ~ +1.05V
PCH BB % H

TR T e o JEREHET © CPU ~ B3k K B AR
o BREEE (R CPU IR B BhR i R )
CPU ~ ¥&3% /K5 B R U
o JERZ BRG] 0 CPU ~ BEER /K BN AR
o PREBRAEMN
o FEFREZFE © CPU Veore ~ +1.05V PCH ~ +12V ~ 45V ~ 3.3V

EZERM o Microsoft® Windows® 10 64 i1 7T / 11 64 {\7JT

EtohS + FCC~CE
« ErP/EuP ready (ZHEffi ErP/EuP ready B ALIERT)

AR ERAE - AR ] pEE AL SRR A R - HL e T ARES BIOS FHAYZEE ~ R E HIkd

A BEBAIT B T 15 /I AR HIRE SR LB, - BBSAFIRE G B EAHIREE I - B 2 %
AT R EE G - 1EIE BT AIEEAERIE KA » BT R R & A AT BE
HREMTAR °



1.3 BHRERTE

EPISERRE PR T 2 - EBHRIEEER LI - BB DRG] - BB
B E e - 2Bk TRAR -

w

Short Open

1B cMOS Bz @ FIRE : 1HFR CMOS

(CLRCMOSI1) FrAR : THEY
(SR L 2-pin B

5% 10)

& EIFIA CLRCMOSI {EER CMOS HIYE R - CMOS & BHE & Riffia E & At 0
ANFRAREERS ~ HEA ~ IR B oRafias 8 28 o B E0ERR L B R 2O TR E
Fa e RAPAREAS IR R B T BRI - AR T APk EE CLRCMOST L8 TS K
3 o GHZRAL  IHALTEIERR CMOS 12U T BkRE o B TR 1E 24T BIOS 121 ENERR
CMOS » HILWASCEFTEEN M - SMEFNEITIERR CMOS BhERTRIEE -

HIEER CMOS » FIRE B HRIZIRGRBARL - 7H7H% BIOS 7 [NERRIKREL - 1ERSE
IR TR REATHC A% o

B760-ITX
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1.4 IREBFETRIZEE

A

WREH S R LT TRBR © T HBARIEETES LBt RAKTA L - ASBARIEEEAER R
AL A& E RO AP Z 1 -

S Et et ARIKER LU RS THIEED » i H
(9 pin PANELI) o ER RIS - BT R
(GE2ME 1 E > SRR REFR I E R IR
AR 11) B o TEEBEHE 2R - FER

IEE ST -

PWRBTN (ZE#ziH) -
PR ATEING ERIFBIRIZAL o 5AI 38 E (B IR 7 AT R A B IR 77 2C

RESET (EaR#ZiH) :

BEE PR ANIEN ERYEFRZH o 5 A i % H AT IE 5 BT ALY - 1% T Eat LRIl AT
FERTEB)EN -

PLED (FR#%EEJRLED) -

BRI LA FERINRERE T A © SRR IETEEERF - I LED §ITHE o RHMHEA S1/
S3 MEARARTENRT » LED BT « AHEEEN S4 RERRKRESKFRE (S5) I » LED A8 -

HDLED (#FRZEE) LED) -
BB ATEINR ERIREREEB) LED o MEREIETEAANECE A ERIIF » LED B5ERE -

ERARATHTTEN KA & B A © AR+ 22 AR ] ~ Ak iZal ~ #EJF LED ~ B
HEIES) LED ~ W\ R EMEEEHAR  FH%R TR E ML HERTIF - FAEE (AR R 21
TG IR B IERERETT



B760-ITX

Serial ATA3 #258

SATA3_1

SATA3_2 SATA3_3

(SATA3_1:

[—=1 [—=1] [—=I

HBRE1H
fimak 13)
(SATA3_2:
HBRE1H
(SATA3_2:
HBRE1H

fwHE 9)

e 8)

18 —fH SATA3 HZHEE SR NER
FELESEEY SATA ERHER -
A 6.0 Gb/s B RHEHZS -

USB 2.0 HEST
(9-pin USB_3_4)

(FE2H%E1H >
e 12)

USB_PWR
-

IR - —(EHESt -
LIt USB 2.0 HESTE AT 37 4% i {1
SHEPER o

T/ K B U
S
(4-pin CHA_FAN1/WP)

LN

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

I F A = (1 4-Pin K5
PR R BE0E o #5 LB 3-Pin
BEROKG R - GEEE

(FEZ2REFE1H Pin1-3 °
e 3)
CPU A7 58 FAN_SPEED_CONTROL ﬁ ‘ A F MR 4-Pin CPU JAlG
(4-pin CPU_FAN1) Tinav 2 (BFERR) B - 25 E
(E2EFE1H SYOLEUY g 3.pin CPU AR SEEE
fi@ag 2) Pin1-3 °
ATX B F ! 12 RFHHEC i —# 24-pin ATX
(24-pin ATXPWR1) HEHHEEEEERES BIFIESH o ZEHA 20-pin
(FH2ME1H - s wm ATX EVEHLIES - F5EA Pin 1
ik 7) F Pin 13 °
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ATX 12V B R ADCf BB —#H 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) af 12V FEIFIEE © #7EH H 4-pin
(FEZMFE1H dd] ATX BEFREIERS » 56 A Pin 1
) i R Pin’5 -
* B« GEREE COERE CPU Y
RIRHR > TIERR RV ©
FHH4 PCle BIRIRIE A LLEE
BH
TR HEST GND 1 AERIRE THGRFHRL 16
(2-pin CI1) Signal —| O] WIThEE - AR NS R

(FE2RHE1H
it 6)

B o HEERATIRE - 1%
BLE BRI (E A -



B760-1TX

Spesifikasi
Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafik

« Faktor Bentuk Deep mini-ITX

+ Mendukung Prosesor Generasi ke-13 & Generasi ke-12 Intel”
Core™ (LGA1700)

+ Mendukung Teknologi Intel® Hybrid

+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

+ Mendukung Intel® Thermal Velocity Boost (T'VB)

+ Mendukung Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)

« Intel®° B760

» Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

+ 4x Slot DIMM DDR4

+ Mendukung DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
memori tanpa buffer

* Mendukung DDR4 3200 secara native.

- Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

+ 1slot PCle Gen4x16*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
+ 1xSoket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/BT
dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

+ Intel” UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

- Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)

- Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DisplayPort 1.4 dan HDMI

+ Mendukung Tiga Monitor

+ Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @
60Hz
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+ Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

+ Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4

Audio + Codec Audio Realtek ALC897
+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
+ 1x Soket Headphone/Headset
+ Audio HD 5.1 CH

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
-+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

1/0 Panel + 1x Soket Headphone/Headset
Depan + 2xPort USB 3.2 Genl Type-A (Mendukung Perlindungan ESD
(Full Spike Protection))
+ 1 xPort USB 3.2 Genl Type-C (Mendukung Perlindungan ESD
(Full Spike Protection))
+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (Full Spike

Protection))
1/0 Panel « 1 xPort D-Sub
Belakang + 1xPort HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

+ 2xPort USB 3.2 Genl Type-A (Mendukung Perlindungan ESD
(Full Spike Protection))

+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (Full Spike
Protection))

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon
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B760-1TX

Penyimpanan - 3 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s
+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_1, Key M), mendukung SATA3 tipe 2280
6,0 Gb/s & PCle mode Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_2, Key M), mendukung PCle tipe 2280
mode Gen4x4 (64 Gb/s)*
* Mendukung Teknologi Intel* Optane™
** Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD)
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

RAID » Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

Konektor + 1 x Header Sasis Intrusion
+ 1 x Konektor Kipas CPU
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
+ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
+ 1x Header Panel Depan
+ 1xHeader USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

Fitur BIOS « AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
» ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
+ Dukungan SMBIOS 2.7
« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, Multi penyesuaian
Tegangan +1,05V PCH

Monitor + Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air
Perangkat + Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
Keras berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Pompa Air

+ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air
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« Deteksi CASE OPEN
+ Pemantauan tegangan: CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore

« Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Sertifikasi . FCC,CE

A

+ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada
BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak
ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan
komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak
bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Product Name : Motherboard

Model Number : B760-ITX

Conforms to the following specifications:
FCCPart15,SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

B760-ITX
(Model Designation / Trade Name)

EMC Directive - 2014/30/EU
EN 55032: 2015 / A11: 2020, EN 55035: 2017 / A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

RoHS Directive - 2011/65/EU
2015/863/EU, EN IEC 63000:2018

c € (EU conformity marking)




UK
CA

EU Declaration of Conformity

Product:
Product Motherboard
Model B760-1TX

Authorized Representative (UK-GB):

Name: Gary Tsui
Address: Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen,The Netherlands
Contact person: Gary Tsui

This declaration is issued under the sole responsibility of the mentioned
Manufacturer. The subject equipment under declaration is in conformity with
the UK-GB Regulation(s) below:

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)

EN 55032: 2015 / A11: 2020, EN 55035: 2017 / A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012
2015/863/EU, EN IEC 63000:2018

The following manufacturer outside the UK-GB is responsible for this declaration:
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